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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปัญหาของเสีย ขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานกรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลกัการของซิก ซิกม่า (Six 
Sigma) ตามวิธีการ DMAIC มาประยกุตใ์ช ้โดยอาศยักระบวนการบดักรีของอุตสาหกรรมประกอบ
แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เป็น โดยใชแ้นวทางซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอนดงัน้ี คือ D (Define) เป็นการระบุ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต M(Measure) เป็นการประเมินระบบการวดัของกระบวนการท่ี
เกิดปัญหา A(Analyze) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น I(Improve) การปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการผลิต และ C(Control) การควบคุมกระบวนการตามท่ีตั้งไว ้หลงัจากการท าการศึกษา
และน าไปผลิตงานจริงเป็นระยะเวลา 10 เดือน พบวา่ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าลดลงจากเดิมร้อยละ 0.51 เหลือร้อยละ 0.06 ซ่ึงสามารถลดปริมาณของเสียได้
ร้อยละ 0.45 หรือลดลงจาก 5,099  เป็น 617 DPPM 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to reduce waste problems. In the factory case study, this research 
uses defects in electronic circuit boards' manufacturing process by applying the Six Sigma 
(DMAIC) principles. Based on the soldering process of the electronic circuit board assembly 
industry as a case study. The five-step Six Sigma approach is as follows: D (Define) to identify 
problems occurring in the production process, M(Measure) to assess the measurement system of 
the difficult process, and A(Analyze), to analyze the root cause of the problem. I(Improve) process 
improvement and C(Control) process control as a set. After ten months of study and put into 
production,  the waste generated in the electronic circuit board manufacturing process reduced from 
0.51% to 0.06%, which was able to reduce the amount of waste by  0.45% or reduce from 5,099 to 
617 DPPM 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น รวมถึง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมก็ตาม  จึงได้เกิดธุรกิจประเภท EMS (Electronics manufacturing service) เป็นการ
รับจา้งผลิตสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ โดยผูผ้ลิต (Manufacture) รับผลิต
ช้ินส่วนต่างๆ แลว้ส่งกลบัให้กบับริษทัท่ีเป็นเจา้ของแบรนด์ ดว้ยสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมี
คู่แข่งเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ แต่ละองค์กรณ์ต่างพยายามทางกลยุทธ์ในการท่ีจะพฒันาองค์กรของตนเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขนั และเติบโตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
อตัราการผลิตและการปรับปรุงการท างานนั้นเป็นปัจจยัหลกัส าหรับการด าเนินธุระกิจและการ
เติบโตทางดา้นอุตสาหกรรม เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียม
ความพร้อมรับกบัสถานการณ์ในอานาคต ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผลิต ผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีตน้ทุนการผลิตต ่าและมีคุณภาพสูง 
การลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลงได ้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งลดราคาสินคา้เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่ง รายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัหลกัท่ีช่วยให้
ลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกสินคา้คือ ราคาและคุณภาพท าให้อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงการผลิตให้ตน้ทุนสินคา้ต ่า และมีคุณภาพท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้องคก์ร
จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและเพื่อให้มี
ความสามารถแข่งขนักับคู่แข่งในทางดา้นการตลาดท่ีสูงขึ้น โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมนั้นประสบความส าเร็จคือ การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภค 
ดงันั้นการปรับปรุงพฒันาและการศึกษาหาปัจจยัในการผลิตท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การควบคุม
กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ จึงเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีองคก์รจะตอ้งพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
 อุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีของเสียเกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกลับไปท าใหม่ (Rework) เป็นช้ินงานท่ีไม่
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สามารถขายให้ลูกคา้ได ้ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการสูญเสียและเป็นตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้น จึงท าการศึกษาหา
แนวทางเพื่อการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการทางวิศวกรรมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตให้
ตน้ทุนสินคา้ต ่าลงและมีคุณภาพ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต 
 2.  เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนผลิต โดยศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.  ออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกบัการท างาน เพื่อศึกษาการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต 
 2.  ศึกษาและลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำน่ำจะได้รับ 
 1.  เป็นแนวทางในการลดของเสียส าหรับผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทั 
 2.  สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 3.  สามารถลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และลดตน้ทุนจากการซ่อม (Rework) 
 
1.5  ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ศึกษากระบวนการผลิต 
 3.  เก็บขอ้มูลและออกแบบวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปัญหาของเสีย 
 4.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกไ้ข โดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางดา้นคุณภาพ QC 7 Tool และ DMAIC 
 5.  ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย 
 6.  ติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 7.  สรุปผลและรวบรวมขอ้มูล จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ระยะในกำรด ำเนินงำน 
 
ตำรำงท่ี 1.1  แผนการด าเนินงานวิจยั 
 

 

 
 
 

ขั้นตอน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ศึกษากระบวนการ
ผลิต 

            

เก็บขอ้มูลและ
ออกแบบวิธีการ
ปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

            

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อหา
สาเหตุของปัญหา 
และแนวทางการ
แกไ้ข  

            

ปรับปรุงขั้นตอน 
และกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดของเสีย 

            

ติดตามผลการ
ปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

            

สรุปผลและรวบรวม
ขอ้มูล จดัท ารูปเล่ม 
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1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 EMS (Electronic Manufacturing Service) คือ โรงงานรับจา้งผลิตสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 PCB (Printed Manufacturing) คือ แผงวงจรเปล่าท่ียงัไม่ไดป้ระกอบกบัตวัอุปกรณ์  
 Fixture คือ อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ียึดช้ินงานไวก้บัท่ี โดยไม่มีการเคล่ือนท่ีไปไหน แลว้ให้
เคร่ืองมือ เช่น หัวกัด เล่ือย หัวเจียร์ หรืออะไรก็ตาม ท าการจดัการกับช้ินงาน และออกแบบให้
เหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑใ์นแต่ละรุ่น 
 Production Cost คือ ตน้ทุนในการผลิต 
 Surface Mount Technology คือ เทคโนโลยีการผลิตดว้ยการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลงบนผิวงาน 
 Soldering คือ การบดักรีเป็นการท าให้ขาอุปกรณ์ซ่ึงเป็นโลหะยึดติดกบัลายวงจรท่ีเป็น
ทองแดงโดยใชต้ะกัว่(Lead) 
 Wave Solder machine คือ เคร่ืองจกัรท่ีใชก้ารบดักรีอุปกรณ์ ท่ีมีขาและจะตอ้งเสียบลง
ไปในรูของแผงวงจร แลว้บดักรีดา้นล่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 

บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง 
ๆ จากเอกสารต ารา วารสาร รวมถึงวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยั 
และช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
 
2.1  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 2.1.1  แนวทางซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) 
  Six Sigma เป็นหลกัการบริหารคุณภาพท่ีถูกพฒันาขึ้นมาในช่วงทศวรรษท่ี 1980 โดยบริษทั 
Motorola ภายใต้การน าของ Dr.Mikel Harry เป็นผูริ้เร่ิม ได้น ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
บริษทัจนประสบความส าเร็จ และต่อมาบริษทัอ่ืนในสหรัฐอเมริกาไดน้ า Six Sigma มาใชเ้ป็นแผนกล
ยุทธ์ขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ โดยไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องค์กรณ์ และพฒันาแนวคิดของการบริหารคุณภาพขึ้นจากระดับล่างสู่ระดับบนทั่วทั้งองค์กร ซ่ึง
ประสบความส าเร็จ โดยสามารถลดค่าใชจ่้ายของบริษทัไดอ้ยา่งมาก 
  ซิกม่า (σ) เป็นสัญลักษณ์ทางสถิติใช้อธิบายค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เป็นตวัท่ีแสดงถึงความมีเสถียรภาพของกระบวนการ โดยเป็นตวัแปรท่ีบอกให้ทราบถึงการ
กระจายของขอ้มูลและบอกใหท้ราบวา่มีค่าความเบ่ียงเบนออกจากค่าเฉล่ียเท่าไหร่ ซ่ึงหากค่ายิง่สูงแสดง
ว่ากระบวนการนั้นมีความแปรปรวนสูง ท าให้มีพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเหลือพื้นท่ีการยอมรับน้อยลง โดย
กระบวนการผลิตหรือการบริการโดยทัว่ไป มกัจะมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ระดบั  ±3σ คิดเป็น
ปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์สามารถยอมรับไดเ้ท่ากบัร้อยละ 99.73 ของตวัอย่างทั้งหมดหรือมีโอกาสเกิด
ของเสียได้เท่ากับ 2,700 ส่วนในลา้นส่วน (Part per million: PPM) ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวยงัถือว่า ไม่ใช่
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ระดบัท่ีลูกคา้พอใจ เพราะในมุมมองของลูกคา้มีความตอ้งการท่ีจะให้กระบวนการมีโอกาสในการเกิด
ของเสียเขา้ใกลศู้นยม์ากท่ีสุด โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนต้องอยู่ท่ีระดับ ±6σ โดยมี 
โอกาสเกิดของเสียไดเ้ท่ากบั 0.002 PPM เท่านั้น  แต่ในทางปฏิบติัจริงไม่สามารถท าให้ค่าเฉล่ีย ในทาง
ปฏิบติักบัค่าเฉล่ียทางทฤษฎีเป็นค่าเดียวกนัไดเ้น่ืองจากปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถ  ควบคุม
ได ้ดงันั้นจึงส่งผลต่อกระบวนการ ท าให้ค่าเฉล่ียในทางปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะขยบัออกจากค่าเฉล่ียทาง
ทฤษฎีไปทั้งทางซา้ยและขวาแสดงดงัภาพท่ี 2.1 
 

 

 
ภาพท่ี 2.1  ค่าเฉล่ียทางทฤษฎีไปทั้งทางซา้ยและขวา 
 
ท่ีมา:  https://evocon.com/articles/introduction-to-six-sigma-and-lean-six-sigma 
 
 จากการศึกษาของบริษทัโมโตโรล่า ผูค้ิดคน้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า พบว่าค่าความเบ่ียงเบน  ของ
ขอ้มูลท่ีมาจากการรบกวนของปัจจยัภายนอก มีค่าอยู่ท่ี ±1.4σ ถึง ±1.6σ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ±1.5σ จึงน า
ค่าเฉล่ียมาเป็นค่าความเบ่ียงเบนของค่าเฉล่ียในทางปฏิบติัท่ีจะท าให้ค่าความผิดพลาด  อยู่ในระดบัท่ีเขา้
ใกล้ศูนย์มากท่ีสุด เม่ือน าค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบนท่ีได้จากการศึกษามารวมกับค่า  ความเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกระบวนการโดยทัว่ไปท่ีระดบั ±3σ จึงท าใหไ้ดค้่าเบ่ียงเบนเท่ากบั ±4.5σ มีผลใหจ้ านวน
โอกาสท่ีจะเกิดขอ้บกพร่องเท่ากบั 3.4 PPM เท่านั้น แสดงดงัตารางท่ี 2.1  
 

https://evocon.com/articles/introduction-to-six-sigma-and-lean-six-sigma
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ตารางท่ี 2.1  การเกิดของเสียท่ีระดบัซิกม่าต่างๆ เม่ือมีการเล่ือนแกน 1.5σ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลีย่= เป้าหมาย ค่าเฉลีย่=เป้าหมาย ±1.5σ 

% ของผลผลติท่ี
ดี 

ของเสียต่อล้าน
ชิ้น 

% ของผลผลติท่ีดี 
(1.5σ shift) 

ของเสียต่อล้านชิ้น
(1.5σ shift) 

1 sigma 68.27 317,300 30.23 697,700 
2 sigma 95.45 45,500 69.13 308,700 
3 sigma 99.73 2,700 93.32 66,810 
4 sigma 99.9937 63 93.370 6,210 
5 sigma 99.999943 0.57 99.97670 233 
6 sigma 99.999998 0.002 99.999660 3.4 

 
 เทคนิคซิกซ์ซิกม่า เป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ ซ่ึงไดมี้การก าหนดแนวทางในดา้น 
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร การสร้างกลยุทธ์ และนโยบาย การกระจายนโยบาย และการจดัสรร
ทรัพยากรในองค์การให้เหมาะสม เพื่อองค์กรมีการปรับปรุงท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึง
ไดรั้บการยอมรับและประสบความส าเร็จในการน ามาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการใน  
วงการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในการลดปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผนัแปรของกระบวนการลดความ  
ผิดพลาด การสูญเสียใดๆ ลดค่าใชจ่้าย และสอนให้พนกังานรู้แนวทางในการท าธุรกิจอย่างมีหลกัการ  
เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทางการตลาดและด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ท่ีดียิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้แนวทางในการปรับปรุง 
คุณภาพของกระบวนการ ขั้นตอนพื้นฐาน 5 ขั้นดว้ยกนั คือ การนิยาม (Define: D) การวดั (Measure: M) 
การวิเคราะห์ (Analyze: A) การปรับปรุง (Improve: I) และการควบคุม (Control: C) ดงัแสดงในภาพท่ี 
2.2  
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ภาพท่ี 2.2  วงจรการด าเนินงานของซิกซ์ ซิกม่า 
 
ท่ีมา:  https://www.softbankthai.com/Article/Detail/30441 
 
 2.1.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน DMAIC มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1.2.1  ขั้นตอนการก าหนดสภาพปัญหา (Define Phase) เป็นการวิเคราะห์และศึกษาความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีองคก์รไม่สามารถตอบสนองไดแ้ละ ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงปัจจยั
คุณภาพท่ีเป็นปัญหาวิกฤต (Critical to Quality: CTQ) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกคา้และเป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กร จากนั้นเรียงล าดบัความส าคญัของ ปัญหาท าการคดัเลือกปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบรุนแรง
หรือเป็นปัญหาท่ีเห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงอย่าง ชดัเจนมาท าการปรับปรุงโดยให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
หรือกระบวนการถดัไปท่ีจะไดรั้บผลกระทบเป็น หลกั และท าการนิยามก าหนดปัญหา โดยจะตอ้งมีการ
ก าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีจะมาร่วมมือ เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปไดโ้ดยคดัเลือกจากผูมี้ความ
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทั้งโดยตรงและโดยออ้ม เป็นหลกั และควรประกอบดว้ยบุคคลหลายระดับตั้งแต่
วิศวกร หวัหนา้งาน ช่าง จนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ี ส าคญัดงัน้ี  
  •  การก าหนดปัญหาหรือการเลือกโครงการ (Problem statement)  
  •  การก าหนดลูกคา้ (Define customer)  
  •  การก าหนดตวัช้ีวดั (Define metric)  
  •  การก าหนดขอบเขตของโครงการ (Define project scope)  
  •  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (Define objective and target)  

https://www.softbankthai.com/Article/Detail/30441
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  •  การก าหนดผูร่้วมท าโครงการ (Define team member) 
  2.1.2.2  ขั้นตอนการวดัเพื่อก าหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase)  เป็นการก าหนด
แนวทางในการวดัประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยการศึกษากระบวนการอยา่งละเอียด และก าหนด
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเกิดจากกระบวนการ (Key Process Output Variables : KPOVs) และปัจจยัส าคญัท่ีน าเขา้
สู่กระบวนการ (Key Process Input Variables :KPIVs) โดยมีส่ิงส าคญัตลอดการท างานในขั้นตอนการ
วดัท่ีจะตอ้งระลึกถึงเสมอ คือ เร่ืองของลกัษณะ “จุดวิกฤตต่อ คุณภาพ” หรือ Critical to Quality หรือส่ิง
ท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดต่อลกัษณะคุณภาพหรือผลงาน โดยจะตอ้งมีการก าหนด CTQ โดยส่วนมากจะมี
การจดัท าในรูปแบบของแผนผงัตน้ไมจ้ากการระดม สมองของสมาชิก ซ่ึงจะช่วยท าใหท้ราบวา่ประเด็น
ใดส าคญัต่อการตดัสินคุณภาพท่ีควรเก็บขอ้มูลจาก การวิเคราะห์ต่อไป นอกจากน้ีในขั้นตอนการวดัน้ีมี
การวิเคราะห์ระบบการวดัและท าการปรับปรุง ให้มีความถูกตอ้งเท่ียงตรง แม่นย  า และมีความผิดพลาด
จากการวดัน้อยท่ีสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน ส าหรับการวดัค่าต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในระหว่างท่ีท าโครงการ 
เม่ือระบบการวดัมีความถูกตอ้งแลว้ จากนั้น จึงด าเนินการวดัความสามารถของกระบวนการเพื่อให้
ทราบความสามารถของกระบวนการก่อนท าการปรับปรุง และใชใ้นการเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดห้ลงัการ
ปรับปรุง เพื่อใหแ้น่ใจวา่การปรับปรุงท่ีท าไปนั้นไดผ้ลจริง โดยในขั้นตอนน้ีมีเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีใช้
ในกาวดักระบวนการท่ีส าคญัดงัน้ี  
  •  การสร้างแผนท่ีกระบวนการ (Process Mapping)  
  •  การสร้างตารางเหตุและผล (C&E Matrix)  
  •  การวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)  
  •  การวิเคราะห์ระบบการวดั (Measurement system analysis: MSA)  
  •  การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Capability Analysis)  
  •  แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
  •  การวิเคราะห์รากเหงา้ของปัญหา (Root cause analysis) 
  ส าหรับในขั้นตอนการวดัจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตอ้งค านึงถึงประเด็นต่อไปน้ี 
  -  ประโยชน์ของขอ้มูล  
  -  ความถูกตอ้งของขอ้มูล  
  -  การมีหรือปรากฏของขอ้มูล  
  -  ค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล  
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  -  ความซบัซอ้นของขอ้มูล  
  -  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล  
  -  ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการเก็บขอ้มูล  
  - การน าขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อ 
  2.1.2.3  ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Analysis Phase) เป็นขั้นตอนการน า
ปัจจยัขาเขา้ท่ีส าคญัของกระบวนการ (KPIVs) ท่ีผ่านการคดักรองมาแลว้ มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อ
ดูวา่ปัจจยัใดมีผลกระทบต่อกระบวนการ และหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา โดยหากพบวา่ปัจจยัใดท่ีส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการจะน าไปด าเนินการปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนน้ีมีเคร่ืองมือท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
  •  การใชแ้ผนภูมิรูปภาพ (Graphs)  
  • การใชแ้ผนภูมิแปรผนัเชิงซอ้น (Multi vari chart)  
  •  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Tests)  
  •  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
  2.1.2.4  ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase)  เป็นขั้นตอนการออกแบบและ
ท าการทดลองเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่ง KPIVs กบั ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อ KPOVs 
นั้นๆ และหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแต่ละปัจจยัท่ีท าให้ได้ ระดับ KPOVs ท่ีดีท่ีสุด โดยขั้นตอนการ
ท างานและมาตรฐานการท างานต่างๆ จะถูกทบทวนและ ปรับปรุงใหม่ เพื่อท าใหก้ารด าเนินการควบคุม
ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรับปรุงอาจใช้การวิเคราะห์
ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) และอาจะจะมีการน าการออกแบบการทดลอง (Design of 
Experiment : DOE) มาใชเ้พื่อการปรับตั้งท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงกระบวนการ  
  2.1.2.5  ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)  
  ขั้นตอนน้ีเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีปฏิบติั โดยการเปรียบเทียบผล
การท างานก่อนและหลังปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้าผลลัพธ์ออกมาตาม 
เป้าหมายจะน าไปจดัท ามาตรฐานส าหรับการปฏิบติังานในคร้ังต่อไป เช่น การปรับแกไ้ขค่ามาตรฐาน 
การผลิต การจดัท ามาตรฐานการตรวจสอบ เป็นตน้ แต่ถา้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด โดยอาจสูงหรือต ่ากว่าท่ีตอ้งการ ทีมงานคุณภาพจะตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุ  
เพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ี คือแผนการ
ควบคุมกระบวนการโดยทัว่ไปมกัจดัท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบติังานหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น แลว้น า
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การควบคุมกระบวนการโดยวิธีการทางสถิติมาประยกุตใ์ช้ โดยส าหรับเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นขั้นตอน
น้ีมีดงัน้ี 
  •  แผนการควบคุม (Control Plan)  
  •  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control: SPC)  
  •  วิธีการป้องกนัความผิดพลาด (Error Proofing)  
  •  การควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั (Automated Control)  
  •  การจดัท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating Procedure)  
  •  การสุ่มตรวจสอบการปฏิบติังาน (Audit) 
  จากแนวทางการดeเนินงานของซิกซ์ซิกม่านั้น แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้ท าการแกไ้ข 
ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากการน าเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วยในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา 
เป็นไปอย่างถูกตอ้งตรงจุดท่ีตน้ตอของปัญหามากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงสามารถท่ีจะท าให้มัน่ใจ
ไดว้า่ในระยะยาวจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก 
 
2.2  เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ (7 QC tools) 
  M.Juran,(1954) ไดท้ าการรวบรวมและพฒันาเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ถือว่าเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีใช้ในการแกไ้ขปัญหาในทางดา้นคุณภาพในกระบวนการท างานขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงช่วยศึกษา
สภาพทั่วไปของปัญหา การคัดเลือก รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การส ารวจสภาพ
ปัจจุบนัของปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง เพื่อให้สามารถแกไ้ขได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนช่วยในการจดัท ามาตรฐาน และใชใ้นการควบคุมติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ควบคุมคุณภาพนั้น ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล, เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล, เคร่ืองมือน าเสนอและควบคุม เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด เรียกได้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็นในการท า
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ประกอบดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มไดด้งัต่อไปน้ี 

➢ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1.  ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

  2.  ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 

➢ เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.  แผนภูมิพาเรโต (Pareto) 
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 4.  ฮีสโตแกรม (Histogram) 

 5.  แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) 

➢ เคร่ืองมือเพื่อการน าเสนอและควบคุม 
 6.  กราฟ (Graph) 

 7.  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

 2.2.1  ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือแบบฟอร์มท่ีออกแบบเพื่อช่วยในการควบคุมวิเคราะห์ และ

ติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุความไม่สอดคลอ้ง ใบตรวจสอบมีทั้งหมด 

3 ประเภทตามลกัษณะขอ้มูล คือ ใบตรวจสอบแสดงขอ้มูลนบั แสดงดงัภาพท่ี 2.1, ใบตรวจสอบแสดง

ข้อมูลวดั แสดงดังภาพท่ี 2.3 และ ใบตรวจสอบแสดงต าแหน่งการเกิดปัญหา แสดงดังภาพท่ี 2.4 

 

 

 
ภาพท่ี 2.3  ใบตรวจสอบแสดงขอ้มูลนบั 
 
ท่ีมา:  http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM411(47)/gm411-5.pdf)  

http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM411(47)/gm411-5.pdf
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ภาพท่ี 2.4  ใบตรวจสอบแสดงขอ้มูลวดั 
 
ท่ีมา:  https://www.researchchgate.net/figure/.Figure-2-Time-measurement-check-sheet 
 

 

 
ภาพท่ี 2.5  ใบตรวจสอบแสดงต าแหน่งการเกิดปัญหา 
 
ท่ีมา:  http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM411(47)/gm411-5.pdf  

https://www.researchchgate.net/figure/.Figure-2-Time-measurement-check-sheet
http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GM411(47)/gm411-5.pdf
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 2.2.2  ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็น
แผนผงัท่ีใช้แสดงถึงความสัมพนัธ์ของปัญหากบัสาเหตุของปัญหาทั้งหมด ช่ือเรียกแผนผงักา้งปลาน้ี 
เน่ืองจากวา่เป็นแผนผงัท่ีมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีประกอบดว้ย หวัปลา กา้งปลาและกระดูกแกนกลาง  โดย
ท าการระบุปัญหาไวท่ี้หัวปลา ระบุสาเหตุหลกัของปัญหาใชเ้ป็นลูกศรเขา้สู่กระดูกแกนกลาง และระบุ
สาเหตุย่อยท่ีเป็นไปได้ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหานั้นเป็นลูกศรเข้าสู่สาเหตุหลัก นอกจากน้ี ผงั
กา้งปลามีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) แสดงดงัภาพท่ี 2.6 เม่ือไหร่ท่ีจะน า
แผนผงักา้งปลามาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา  
  2.2.2.1  เม่ือตอ้งการหาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงปัญหาหน่ึงอาจมีปัจจยัหรือสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาหลายปัจจยั  
  2.2.2.2  เม่ือตอ้งการใชร้ะดมความคิด เพื่อใหส้มาชิกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัหาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีระบุไวท่ี้หวัปลา  
  วิธีการสร้างแผนผงักา้งปลา  
  1.  ก าหนดหรือเขียนปัญหาท่ีหัวปลาทางด้านขวาของแผนภาพ ควรก าหนดให้ชัดเจน มี
ความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนดปัญหาน้ีไม่ชดัเจน อาจจะท าให้ตอ้งใช้เวลานานในการวิเคราะห์หา
สาเหตุ  
  2.  เขียนสาเหตุหรือปัจจยัหลกั ๆ ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุไวท่ี้ปลายก้างปลาแต่ละกา้ง โดย
สาเหตุหรือปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบและ
เป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัหลกั ๆ อาจเปล่ียนแปลงไปขึ้นกบับริบทของปัญหา เช่น  
  -  4M 1E (Man Machine Material Method Environment)  
  -  4P (Place Procedure People Policy)  
  -  4S (Surrounding Supplier System Skill)  
  3.  เขียนสาเหตุยอ่ยต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในแต่ละสาเหตุหรือปัจจยัหลกัไวท่ี้กา้งปลา
ย่อย หากมีสาเหตุย่อย ๆ อีกก็จะเขียนไวท่ี้กา้งปลาย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจใชค้  าถามท าไมหลายๆ คร้ัง 
ในการเขียนแต่ละกา้งปลายอ่ย 
  4.  เม่ือส้ินสุดค าถามแลว้ จึงไปเร่ิมท่ีกา้งต่อๆ ไป จนกวา่จะไดผ้งักา้งปลาท่ีสมบูรณ์  
  5.  เม่ือท าผงักา้งปลาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะน าผงักา้งปลาไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ควร
ตรวจสอบการเขียนเหตุผลบนแผนผงัมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยท าการทดลองอ่านจากกา้งท่ีเล็ก
ท่ีสุด ไปยงักา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดจนกระทัง่ถึงหวัปลา 
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  ในการเลือกสาเหตุจากกา้งปลาออกมาท าการแกไ้ขนั้น สามารถเลือกไดต้ามหลกัการของพา
เรโต คือ 20-80 หรือ 80-20 คือ เลือกกา้งปลามาแค่ร้อยละ 20 แต่สามารถส่งผลกระทบกบัหวัปลาไดร้้อย
ละ 80 หรือสามารถเลือกสาเหตุมาท่ีแกน้อ้ยๆ แต่สามารถแกไ้ขปัญหาและผลกระทบไดม้ากๆ 
 

 

 
ภาพท่ี 2.6  แผนผงักา้งปลา 
 
ท่ีมา:  https://tools4prod.blogspot.com/2015/09/7-qc-tool.html?m=1  
 
 2.2.3  ผงัพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิท่ีใชแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุ
ของความบกพร่องกบัปริมาณความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได้
ถูกตอ้ง ช่ือแผนภูมิมีท่ีมาจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนช่ือ Vilfredo Federico Damaso Pareto ซ่ึง
เป็นผูค้ิดคน้หลกัการน้ีน่ีเอง พาเรโตยงัเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้แสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีเราสนใจใน
รูปแบบของกราฟผสมระหว่างกราฟแท่ง กบักราฟเส้น โดยเรียงล าดบัของรายละเอียดในแต่ละหัวขอ้
ตามล าดบัความถี่มากไปหาถ่ีท่ีนอ้ยกวา่(แสดงดงัภาพท่ี 2.7) ตามหลกัของกฎ 80:20 หรือ กฏของเพลโต 
ท่ีว่า สาเหตุหลกั 20% ส่งผลท าให้เกิดผลลพัธ์ 80% เช่น ปัญหางานแตก เกิดจากการขนยา้ยซ่ึงเป็น
ปัญหาหลกั ถา้เราแกไ้ขปัญหาการขนยา้ยได ้โอกาสท่ีของเสียจะลดลงถึง 80% ดงันั้นเราตอ้งหาสาเหตุ 
หรือตน้ตอของปัญหาหลกัใหเ้จอ และแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด ส าหรับรายละเอียดส่วนใหญ่ท่ีน าเสนอมีหลาย
ประเภท เช่น ปริมาณของเสีย คุณภาพสินคา้ อุบติัเหตุ ความปลอดภยั การส่งมอบ ค่าใชจ่้าย ซ่ึงหัวขอ้
เหล่าน้ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการด าเนินงานต่อไป และพาเรโต้น้ีย ังนิยมใช้

https://tools4prod.blogspot.com/2015/09/7-qc-tool.html?m=1
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ประกอบการด าเนินกิจกรรมคิวซีซีเป็นอย่างมาก ส าหรับประโยชน์ท่ีไดรั้บของพาเรโต ้มีหลายประการ 
ไดแ้ก่  
  2.2.3.1  ท าใหท้ราบถึงหวัขอ้ท่ีมีความถี่สูงสุด เช่น ปัญหาท่ีมีความสูญเสียมากท่ีสุดชนิดของ
ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด  
  2.2.3.2  ท าใหท้ราบอตัราส่วนของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัปัญหาอ่ืนๆ  
  2.2.3.3  ท าใหท้ราบล าดบั และความส าคญัของปัญหา เป็นตน้ 
 

 

ภาพท่ี 2.7  แผนผงัพาเรโต 
 
ท่ีมา:  https://slideplayer.in.th/slide/13635668 
 
 2.2.4  ฮีสโทแกรม (Histogram) เป็นแผนภูมิแท่งท่ีบอกถึงความถ่ีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละชั้นความถ่ีนั้นๆ 
โดยแต่ละแท่งจะวางเรียงติดกนั แกนนอนจะก ากบัดว้ยค่าขอบบนและขอบล่างของชั้นนั้น หรือใช้ค่า
กลาง (Midpoint) ส่วนแกนตั้งเป็นความถ่ีในแต่ละชั้นความสูงของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่กับความถ่ีท่ี
เกิดขึ้น เพื่อใชดู้ความแปรปรวนของกระบวนการ โดยใชวิ้ธีการสังเกตรูปร่างของฮิสโทแกรมท่ีสร้างขึ้น
จากข้อมูลท่ีได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง ประโยชน์ประการส าคัญของการใช้ฮีสโทแกรม คือ ใช้เพื่อ
วิเคราะห์การกระจายของคุณสมบติัดา้นคุณภาพท่ีตอ้งการควบคุม แสดงดงัภาพท่ี 2.8 
  การแสดงขอ้มูลโดยจดัท าเป็นรูปฮิสโทแกรม จะท าใหท้ราบถึงรายละเอียดดงัน้ี 

1. ท าใหเ้ขา้ใจการกระจายตวัทัว่ไปของขอ้มูล 

https://slideplayer.in.th/slide/13635668
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2. สามารถหาต าแหน่งจุดยอดของขอ้มูล 
3. ก าหนดระดบัของการกระจายได ้
4. แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ของการกระจายของขอ้มูล 

 

 

 
ภาพท่ี 2.8  ฮีสโตแกรมแสดงการกระจายขอ้มูล 
 
ท่ีมา:  http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/ 
 
ตารางท่ี 2.2  การตีความจากการกระจายตวัของขอ้มูล 
 

การกระจายตัว การตีความ 

 

ทรงระฆงัคว ่า (Bell Shaped) : ขอ้มูลแสดงถึงความปกติจะมีความ
สมมาตรกนัทั้งซา้ยและขวา 

 

ทรงภูเขาสองยอด (Double-Peaked) : แสดงถึงขอ้มูลท่ีมาจากแหล่ง
ความผนัแปร 2 แหล่ง 

http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

การกระจายตัว การตีความ 

 

ทรงท่ีราบสูง (Plateau) : ขอ้มูลมาจากแหล่งความผนัแปรท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัมาก 

 
ทรงหวีหกั (Comb) : แสดงถึงความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลท่ีมาจาก
การวดั 

 

ทรงเบ ้(Skewed) : มีพิกดัดา้นใดดา้นนึงของการไดม้าซ่ึงขอ้มูล 

 

ทรงถูกตดั (Truncated) : ขอ้มูลถูกตดัความเบ่ียงเบน 

 

ทรงเกาะแก่ง (Isolated-Peaked) : ขอ้มูลถูกแยกออกจากกลุ่ม อาจมี
ความคลาดเคล่ือนมาจากการวดั 

 
ทรงหนา้ผา (Edge-Peaked) : ความไม่ถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูล 

 
ท่ีมา:  https://homeworkofangsumalee.blogspot.com/2017/07/histogram.html?=1 
 
 2.2.5  แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นผงัท่ีแสดงค่าของขอ้มูลท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ของตวัแปรสองตวั วา่มีแนมโนม้ไปในทิศทางใด เพื่อท่ีจะใชห้าความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริง โดยเขียนไวเ้ป็น
จุดๆ ปรากฏไวใ้หเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่ส่วนใหญ่แผนภาพการกระจายจะใชส้ าหรับศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างสาเหตุและผลของแผนภาพเหตุและผล นอกจากนั้นยงัใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลต่อผล
และเหตุต่อเหตุอีกดว้ย แสดงดงัภาพท่ี 2.9 

https://homeworkofangsumalee.blogspot.com/2017/07/histogram.html?=1
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ภาพท่ี 2.9  แผนภูมิการกระจาย 
 
ท่ีมา:  http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/ 
 
 2.2.5.1  รูปแบบแผนภูมิของการกระจาย 
 2.2.5.1.1  การกระจายแบบมีสหสัมพนัธ์แบบบวก (Positive Correlation) 
 2.2.5.1.2  การกระจายแบบมีสหสัมพนัธ์แบบลบ (Negative Correlation) 
 2.2.5.1.3  การกระจายแบบไม่มีสหสัมพนัธ์ (Non Correlation) 
 2.2.6   กราฟ (Graph) คือ แผนภาพท่ีแสดงถึงตวัเลขหรือขอ้มูลทางสถิติท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการน าเสนอ
ขอ้มูล และวิเคราะห์ผลของขอ้มูลดงักล่าว เพื่อท าใหง้่ายและรวดเร็วต่อการท าความเขส้ใจ กราฟมีหลาย
ชนิด เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม 
  2.2.6.1  กราฟแท่ง ใช้ในกรณีท่ีตอ้งการเปรียบเทียบขนาด ใช้ความสูงหรือความยาวของ
แท่ง แทนขนาดหรือปริมาณ แสดงดงัภาพท่ี 2.10 

 

ภาพท่ี 2.10  กราฟแท่งแสดงความผนัแปรเชิงปริมาณ 

http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/
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ท่ีมา:  http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/  
 
 2.2.6.2  กราฟเส้น ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการแสดงหรือใชส้ังเกตดูการเปล่ียนแปลงของค่าขอ้มูล
ตามแต่ละช่วงเวลา ใชแ้กนตั้งแสดงค่าขอ้มูลและแกนนอนแสดงเวลา เม่ือโยงค่าขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลา
ซ่ึงจุดเอาไว ้จะไดก้ราฟเส้นซ่ึงสามารถช้ีใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้อยา่งต่อเน่ือง แสดงดงั
ภาพท่ี 2.11 
 

 

 
ภาพท่ี 2.11  กราฟเส้นแสดงความผนัแปรตามเวลา 
 
ท่ีมา:  http://thassaneetunpidcha.blogspot.com/p/blog-page_22.html 
 
 2.2.6.3 กราฟวงกลม ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการแสดงเน้ือหาสาระภายใน ใชแ้บ่งเน้ือท่ีในวงกลม

ออกเป็นส่วนๆ จากจุดศูนยก์ลางตามอตัราส่วนของเน้ือหาทั้งหมดในช่วงเวลาหน่ึง แสดงดงัภาพท่ี 2.12 

http://econs.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools/
http://thassaneetunpidcha.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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ภาพท่ี 2.12  กราฟวงกลมแสดงความผนัแปรในรูปสัดส่วนของขอ้มูล 
 
ท่ีมา:  http://thassaneetunpidcha.blogspot.com/p/blog-page_22.html 
 
 2.2.7  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการควบคุมกระบวนการ โดยการ
ก าหนดขอบเขตท่ียอมรับได้ คือขอบเขตบน(Upper Control Limit : UCL )และขอบเขตล่าง (Lower 
Control Limit : LCL) เพื่อติดตามและตรวจจบัขอ้มูลท่ีออกนอกเขต ลกัษณะขอ้มูลจะถูกก าหนดให้เป็น
จุด เส้นพิกดัควบคุมน้ีใชเป็นเส้นอา้งอิงเปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ว่าขอ้มูลท่ีได้แต่ละค่าอยู่ภายในพิกดัควบคุมหรือไม่ ในกรณีท่ีขอ้มูลทุกค่าอยู่ภายในพิกดั
ควบคุม แสดงว่าสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นปกติ หรือผลผลิตมีคุณภาพอยู่ในมาตรฐาน และใน
กรณีท่ีขอ้มูลมีการกระจายตวั หรือมีแนวโนม้ออกนอกพิกดัควบคุมแสดงว่ากรรมวิธีการผลิตเกิดความ
ผิดปกติ กรณีท่ีเป็นเช่นน้ีควรรีบวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข 
  2.2.7.1  ประเภทของแผนภูมิควบคุม 
  2.2.7.1.1  แผนภูมิควบคุมขอ้มูลผนัแปร (Variable Control Chart) เป็นแผนภูมิควบคุมขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวดั ท่ีนิยมใชค้ือ  X̅-R และ X̅-MR  
  2.2.7.1.2  แผนภูมิควบคุมแบบแอตทริบิวต์ (Attrible Control Chart) เป็นแผนภูมควบคุม
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการนบัและเป็นแบบช่วง ท่ีนิยมใชค้ือ แผนภูมิ p, u, np และ c 

http://thassaneetunpidcha.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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ภาพท่ี 2.13  แผนภูมิควบคุม 
 
ท่ีมา:  https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html 
 
 2.2.7.2  ลกัษณะแผนภูมิควบคุม 
 ลกัษณะแผนภูมิควบคุมท่ี 1 จุดทุกจุดอยู่ระหว่างพิกดัควบคุม เรียกว่า ขบวนการอยู่ใตก้าร
ควบคุม(Under Control) แสดงดงัภาพท่ี 2.14 

 

 
ภาพท่ี 2.14  แผนภูมิควบคุมขบวนการอยูใ่ตก้ารควบคุม 
 
ท่ีมา:  https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/kar-khwbhum-khunphaph-hxng-ptibati-kar/.control-chart) 
 
 ลกัษณะแผนภูมิควบคุมท่ี 2 จุดบางจุดอยู่นอกเส้นพิกดัควบคุม เรียกว่า ขบวนการอยู่นอก
การควบคุม (Out of Control) แสดงดงัภาพท่ี 2.15 

https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html
https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/kar-khwbhum-khunphaph-hxng-ptibati-kar/.control-chart
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ภาพท่ี 2.15  แผนภูมิควบคุมขบวนการอยูน่อกการควบคุม 
 
ท่ีมา:  https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html  
 
 ลกัษณะแผนภูมิควบคุมท่ี 3 มีจุดอย่างน้อย 7 จุดติดต่อกนัอยู่ดา้นใดดา้นหน่ึงของแผนภูมิ
ควบคุม เรียกวา่ เกิดการ RUN แสดงดงัภาพท่ี 2.16 
 

 

ภาพท่ี 2.16  แผนภูมิควบคุมแบบจุดอยา่งนอ้ย 7 จุดติดต่อกนัในดา้นเดียวกนั 
 
ท่ีมา:  https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html 
 
 ลกัษณะแผนภูมิควบคุมท่ี 4 ค่าเฉล่ียของขนาดท่ีไดจ้ากกระบวนการก าลงัมีแนวโน้มท่ีจะ
เคล่ือนท่ีออกจากท่ีตั้งไวค้ร้ังแรก เรียกวา่ เกิดแนวโนม้ (Trend) แสดงดงัภาพท่ี 2.15 

https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html
https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html
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ภาพท่ี 2.17  แผนภูมิควบคุมแบบกระบวนการก าลงัมีแนวโนม้ 
 
ท่ีมา:  https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html 
 
 ลกัษณะแผนภูมิควบคุมท่ี 5 เกิดการหมุนเวียนของเหตุการณ์ต่างๆ ซ ้ าเดิมในกระบวนการ
เป็นรอบๆ เรียกวา่ วฏัจกัร (PERIODICITY) แสดงดงัภาพท่ี 2.16 
 

 

ภาพท่ี 2.18  แผนภูมิควบคุมแบบวฏัจกัร 
 
ท่ีมา:  https://besterlife.com/7-qc-tool/. 
 
 
 
 
 
 

https://www2.fpo.go.th/S-l/Source/ECO/.ECO26.html
https://besterlife.com/7-qc-tool/
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ตารางท่ี 2.3  เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ และการน าไปใช้ 
 

เคร่ืองมือ การน าไปใช้งาน ตอนท่ีมักจะน าไปใช้ 
1.แผนภาพสาเหตุและผล หรือ
แผนภาพกา้งปลา (Cause and 
effect diagram) 

ใชเ้พื่อท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุของลกัษณะทางคุณภาพ 
หรือปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

▪ การหาสาเหตุ 

2.แผนภูมิพาเรโต (Pareto 
diagram) 

ใชเ้พื่อเรียงล าดบัความส าคญั
ของคุณลกัษณะใด ๆ หรือของ
ปัญหา 

▪ การคดัเลือกปัญหา 
▪ การหาสาเหตุ 
▪ การตั้งเป้าหมาย และ

เก็บขอ้มูล 
▪ การวดัผลท่ีได ้
▪ การน าเสนอผลงาน 

3.ใบตรวจสอบ (Check sheet) ใชเ้พื่อท าการเก็บขอ้มูลใหไ้ด้
ตามท่ีตอ้งการตรงวตัถุประสงค ์

▪ การคดัเลือกปัญหา 
▪ การตั้งเป้าหมาย และ

เก็บขอ้มูล 
▪ การวดัผลท่ีได ้
▪ การก าหนดเป็น

มาตรฐาน 
4.กราฟ (Graph) ใชเ้พื่อแสดงขอ้มูลให้อยูใ่นรูป

ของรูปภาพ เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในการแสดงขอ้มูลและ
ง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ 

▪ การตั้งเป้าหมาย และ
การเก็บขอ้มูล  

▪ การวดัผลท่ีได ้
การก าหนดเป็นมาตรฐาน 

5.ฮิสโตแกรม (Histogram) แผนภูมิแท่งท่ีแสดงความถี่ของ
ขอ้มูล ใชเ้พื่อตรวจสอบ
ลกัษณะของขอ้มูลในเร่ืองของ
การกระจาย รูปร่าง และ
ต าแหน่งเพื่อน าไปสู่การ
วิเคราะห์ 

▪ การคดัเลือกปัญหา 
▪ การตั้งเป้าหมาย ปละ

เก็บขอ้มูล 
▪ การวดัผลท่ีได ้

การน าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

เคร่ืองมือ การน าไปใช้งาน ตอนท่ีมักจะน าไปใช้ 
6.แผนภาพการกระจาย (Scatter 
diagram) 

ใชเ้พื่อหาความสัมพนัธ์ของ 2 
ตวัแปร 

▪ การคดัเลือกปัญหา 
การหาสาเหตุ 

7.แผนภูมิควบคุม (Control 
chart) 

ใชเ้พื่อควบคุมกระบวนการ 
และตรวจสอบส่ิงผิดปกติท่ีตอ้ง
แกไ้ข หรือลกัษณะของการ
ออกนอกการควบคุม 

▪ การคดัเลือกปัญหา 
▪ การตั้งเป้าหมาย และ

เก็บขอ้มูล 
▪ การวดัผลท่ีได ้

การก าหนดเป็นมาตรฐาน 
 
2.3  งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการคนควา้แบบอิสระ พบว่า
การน าเอาแนวทางการด าเนินงานของซิกซ์ซิกม่าและเทคนิคการควบคุมคุณภาพไปประยุกตใ์ชเ้พื่อลด
การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ จาก
การน าเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วยในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การแกไ้ขปัญหา เป็นไปอย่างถูกตอ้งตรงจุดท่ี
ตน้ตอของปัญหามากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงสามารถท่ีจะท าให้มัน่ใจ ไดว้่าในระยะยาวจะไม่เกิด
ปัญหาขึ้นอีก ซ่ึงสามารถสรุปงานวิจยัท่ีผา่นมาไดด้งัต่อไปน้ี 
 เมษ วรรณบุปผา (2561) ไดท้ าการศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจก
หนา้รถยนตโ์ดยใชห้ลกัควบคุมคุณภาพ ร่วมกบักระบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า ทางผูว้ิจยัมุ่งเนน้ทางดา้น
การลดของเสียในกระบสนการผลิตกระจกรถยนต์ และหาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อของเสียในทุก
กระบวนการผลิตท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน จากหลกัการพาเรโตส้ามารถแบ่งลกัษณะของเสียท่ี
เกิดขึ้นได ้32 ลกัษณะ โดยลกัษณะของเสียท่ีพบมากท่ีสุดถึงร้อยละ 18.2 คือ ฟองอากาศในระหว่างชั้น
กระจก จากการวิเคราะห์พบวา่ของเสียเกิดขึ้นใน 2 กระบวนการคือ กระบวนการท าใหก้ระจกโคง้ และ
กระบวนการดูดอากาศออกจากกระจกหน้ารถยนต์ งานวิจยัน้ีไดท้ าการวิเคราะห์และใช้แผนผงัแสดง
เหตุและผล เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดของเสียดงักล่าว พร้อมทั้งหาวิธีแกไ้ขปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกม่า จากผลการวิจยัพบว่าสามารถท าให้อตัราของเสียลดลงจากร้อยละ 18.2 ต่อเดือน เหลือร้อย
ละ 8.0 ต่อเดือน 
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 อภิญยา หนูพร้ิม (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา
ในโรงงานถุงมือยางตวัอย่าง เพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถุงมือไม่ให้เกินร้อยละ 1.5 
โดยประยุกต์ใช้หลกัการของซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) ผูว้ิจยัศึกษาสภาพปัญหาและก าหนดปัญหาของ
เสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสูงสุด 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย ปัญหาถุงมือฉีกขาด ปัญหาถุงมือ
ขอบมว้นไม่สมบูรณ์ และปัญหาถุงมือบวมเสียรูป จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนการวดัสภาพปัญหา โดยศึกษา
กระบวนการผลิตทั้งหมด 20 ขั้นตอน พบวา่มีเพียง 11 ขั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว และระดมสมอง
ร่วมกบัทีมงานเพื่อวิเคราะห์รากเหงา้ของปัญหา จากนั้นประเมินความรุนแรงและโอกาสในการเกิดขึ้น
ของแต่ละสาเหตุ  ผลการปรับปรุงโดยควบคุมปัจจยัหลกัในระยะเวลา 3 เดือน พบว่าสัดส่วนของเสีย
จากกระบวนการผลิตถุงมือมีค่าลดลงจากร้อยละ 1.698 เหลือร้อยละ 1.463 เม่ือเทียบระดบั Sigma level 
สามารถปรับปรุงจากระดบั 3.23σ ไปท่ีระดบั 3.682σ 

 กุศลิน กิจพงษนิ์กร (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิลม์ โดย
วิธีซิกซ์ ซิกมา โดยมุ่งเน้นลดของเสียท่ีเกิดจากขอ้บกพร่องประเภทเจล ยบั และหนาบางในแนวขวาง
เคร่ืองจกัร งานวิจยัน้ีใชแ้นวคิดซิกซ์ ซิกมา ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการพบวา่สามารถลดของเสีย
ในกระบวนการเป่าฟิล์มส าหรับข้อบกพร่องประเภทเจล ยบั และหนาบางของถุงพลาสติก ขนาด 
30x(6+2+2) น้ิว จากร้อยละ 11.03 เหลือเพียงร้อยละ 0.39 ขนาด 80 x 240 มิลลิเมตร จากร้อยละ1.26 
เหลือเพียงร้อยละ 0.50 ขนาด 40 x 24 น้ิว จากร้อยละ 3.60 เพลือเพียงร้อยละ 0.42 พบว่ามีมูลค่าความ
สูญเสียท่ีลดลงได ้259,256 บาทต่อปี 
 ปิยะวรรณ สิงหะภูกาม (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการเคลือบ
ส าหรับการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดของเสียและระยะเวลาการท างานในกระบวนการ
เคลือบผิวแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงงานกรณีศึกษา โดยศึกษาลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ
เคลือบ โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการศึกษา ไดแ้ก่ ร้อยละของของดีในคร้ังแรก (First time Yield; 
FTY) ท่ีผ่านกระบวนการเคลีอบผิว เวลาท่ีใชใ้นการพ่นเคลือบผิวเฉล่ียต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ
เวลารวมในกระบวนการเคลือบผิว 
 ฉนัทชั ลกัษณานนัท ์(2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียจากขอ้บกพร่องประเภทคราบ
ของสารบดักรีบนแผ่นวงจรพิมพแ์บบยืดหยุน่  หลงัจากน าแนวคิดของซิกซ์ ซิกม่ามาใชใ้นการปรับปรุง
กระบวนการ ซ่ึงสัดส่วนขอ้บกพร่องประเภทคราบของสนบดักรีเป้ือนแผ่นวงจรพิมพแ์บบยืดหยุ่นได้
ถูกเลือกเป็นค่าตอบสนองหลกัของการทดสอบสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง การก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ท่ีแนะน าในการท าความสะอาดดว้ยใชก้ารอกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล สองระดบั
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ปัจจยัท่ีมีการทดลองซ ้ า โดยพารามิเตอร์ท่ีแนะน าคือ การเช็คท าความสะอาดด้วยทิศทางเดียวกัน  ท่ี
ความเร็วในการเช็ด 80 มิลลิเมตรต่อวินาทีโดยไม่ตอ้งเปิดใช้แรงดูดสุญญากาศ ผลท่ีไดจ้ากการเร่ิมใช้
พารามิเตอร์น้ีแสดงให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องจะลดลงเหลือ 250 PPM หรือลดลงร้อยละ 51.92 จาก
กระบวนการเดิมก่อนการปรับปรุง และมูลค่าความเสียหายต่อชั้นลดลงจาก 17.21 บาท เหลือ 10.94 
บาท 
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บทที ่3 
ระเบียบและวธีิวจิัย 

 
 การด าเนินงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในสายการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly : PCBA) มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบติังาน รวมไปถึงตน้ทุนในการผลิตต ่าลง  ผูวิ้จยัเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน
ตวัอยา่ง แยกประเภทขอ้บกพร่องต่างๆ โดยประยกุตใ์ช้หลกัการ DMAIC ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ใน
การแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นร่วมกบัการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ และการระดมสมองเพื่อให้ได้
แนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.1  ขั้นตอน DMAIC 

การก าหนดปัญหา 

การวดัเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 

การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิต 

การควบคุมกระบวนการ 
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3.1  ขั้นตอนและวิธีในการท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  แผนภาพการไหลขั้นตอนการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

1.ตรวจสอบวตัถุดิบรับเขา้ (Incoming) 

2.รับวตัถุดิบเขา้คลงัวสัดุ (Store) 

3.เตรียมวตัถุดิบ (prepare) 

4.ใส่อุปกรณ์ดว้ยมือ (Hand Insert) 

5.การบดักรีอุปกรณ์ดว้ยคล่ืนโลหะ (Wave Solder) 

6.การบดักรีดว้ยมือ (Touch Up) 

7.ประกอบอปุกรณ์และบดักรีดว้ยมือ (Manual Soldering) 

8.การตรวจสอบ (Visual Check) VMI2 

9.การทดสอบผลิตภณัฑ ์(Function test) 

10. การตรวจสอบ (Visual Control) 

11.ส่งลูกคา้ 
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 วิธีการด าเนินการกบัปัญหาขอ้บกพร่องของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
นบัตั้งแต่เราผลิตจนจบกระบวนการพบวา่ มีขอ้บกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลใหต้อ้งส่งช้ินงานไปท าการซ่อมหรือท าใหม่โดยการเปล่ียนตวัอุปกรณ์ตวัใหม่ เพื่อน ากลบัไป
ใช้ผลิตในกระบวนการได้อีกคร้ัง ดังนั้ นโรงงานจึงมีนโยบายหลักในการลดของเสียโดยลด
ขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการผลิตและกระบวนการซ่อมบดักรี ส าหรับการโครงการน้ี
ผูวิ้จยัศึกษาการลดปัญหาขอ้บกพร่องจากขั้นตอนการบดักรีอุปกรณ์ดว้ยคล่ืนโลหะ เพื่อลดเวลาใน
การซ่อมบดักรีจากการถอดเปล่ียนตวัอุปกรณ์ โดยอาศยัหลกัการวิเคราะห์สาเหตุการจดัระบบและ
ควบคุมการด าเนินงาน โดยอาศยัมาตรฐานในการด าเนินงาน กระบวนการตรวจสอบและทดสอบ
คุณสมบติัเฉพาะของวตัถุดิบก่อนน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการส าคญั 
 
3.2  ขั้นตอนการก าหนดปัญหา (Define phase) 
 ขั้นตอนการก าหนดปัญหาประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 เป็นการ
พิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงงาน โดยผูวิ้จยัตอ้งมีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการส ารวจขอ้มูลของเสีย
ย้อนหลัง ซ่ึงผู ้วิจัยได้มีการด าเนินปัญหาแล้วในช่วงต้นของการวิจัยและสรุปไว้ในบทท่ี1 
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
ตน้ทุนการผลิตและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  ขั้นตอนการก าหนดปัญหา 
 
 

ศึกษาขอ้มูลของโรงงานกรณีศึกษา และสภาพปัญหา 

รวบรวมขอ้มูลของเสีย 

จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

สรุปปัญหาในการท าวิจยั 
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3.3  ข้ันตอนการวัดเพ่ือหาสาเหตุ (Measure phase) 
 ขั้นตอนการวดัเพื่อหาสาเหตุของปัญหาประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 
3.4 เป็นขั้นตอนการท าความเข้าใจเ ก่ียวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงานกรณีศึกษาเพื่อก าหนดตวัแปรหรือกระบวนการใดบา้งท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณของเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4  ขั้นตอนการวดัเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
 
 3.3.1  การวิเคราะห์ความแม่นและเท่ียงของระบบการตรวจสอบ 
  ในการออกแบบวิธีวิเคราะห์ความแม่นและเท่ียงของระบบการตรวจสอบของเสียจาก
กระบวนการผลิตแผง่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ มีวิธีการปฏิบติัดงัขั้นตอนต่อไปน้ี  
  3.3.1.1  คดัเลือกทีมงานผูช้  านาญการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคดักรอง
ของเสียจากกระบวนการผลิตแผงวงจร โดยท าการคัดเลือกช้ินงาน 20 ช้ิน จากช้ินงานท่ีผ่านการ
ตรวจสอบโดยเคร่ืองมือวดัท่ีมีความเท่ียงตรงและคดัแยกแลว้ว่าช้ินงานใดเป็นช้ินงานดีหรือเสียหรือ
ก ้าก่ึง 
  3.3.1.2  ใหที้มงานผูช้  านาญการท าการคดัเลือกช้ินงานมา 20 ช้ิน ประกอบดว้ย ช้ินงานดี 
7 ช้ิน ซ่ึงเป็นช้ินงานท่ีไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ช้ินงานเสีย 7 ช้ิน ซ่ึงเป็นช้ินงานท่ีสามารถแยกแยะวา่

ศึกษากระบวนการผลิต 

ตรวจวดัและรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั 

จ าแนกประเภทของเสีย 

พิจารณาสภาพปัญหาในปัจจุบนัของ

กระบวนการผลิต 

ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตขุอง

ปัญหา 
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เป็นของเสียไดโ้ดยง่าย และช้ินงานท่ีมีลกัษณะก ้าก่ึงระหวา่งดีและเสีย 6 ช้ิน โดยจะแบ่งเป็นช้ินงาน
ก ้าก่ึงดีและก ้าก่ึงเสียอยา่งละ 3 ช้ิน โดยช้ินงานนั้นจะมีขอ้บกพร่องแต่ละประเภทเพียงเลก็นอ้ย 
  3.3.1.3  คดัเลือกพนกังานท่ีมีความช านาญและมีความสามารถในการตรวจสอบของเสีย
ไดดี้มาจ านวน 3 คน 
  3.3.1.4  ให้พนักงานทั้ ง 3 คน ทดลองตรวจสอบช้ินงานทีละคน ซ่ึงการตรวจสอบ
ช้ินงานนั้นจะเป็นลกัษณะสุ่ม จากนั้นให้พนกังานประเมินผลการตรวจสอบช้ินงานแต่ละช้ินวา่เป็น
ช้ินงานดีหรือช้ินงานเสียหรือก ้าก่ึง พร้อมทั้งบนัทึกผลการประเมินลงในแบบฟอร์มของพนกังานแต่
ละคน 
  3.3.1.5  ท าการตรวจสอบซ ้าในขอ้ 4 ทั้งหมด 3 คร้ัง 
  3.3.1.6  บนัทึกผลการประเมินลงในแบบฟอร์ม เพื่อท่ีจะวิเคราะห์ความแม่นและเท่ียง
ของระบบการตรวจสอบ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยดชันี ดงัต่อไปน้ี 

% รีพีททะบิลิต้ีของพนกังาน (% appraiser score)  =  
จ านวนครั้ งท่ีการตรวจสอบเหมือนกนั

จ านวนช้ินงานท่ีตรวจสอบ
              (4.1) 

 

% ความไม่ไบอสัของพนกังงาน (% attribute score)  =  
จ านวนครั้ งท่ีการตรวจสอบไดเ้หมือนกนัและถูกตอ้ง

จ านวนช้ินงานท่ีตรวจสอบ
  (4.2) 

 

ดชันีความมีประสิทธิผลของพนกังาน (𝑂𝐸 )  =  
จ านวนครั้ งท่ีตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

โอกาศทั้งหมดของการตดัสินใจ
                (4.3) 

 

ดชันีการตรวจสอบท่ีปฏิเสธอยา่งผิดพลาด (𝐼𝐹𝐴)  =  
จ านวนท่ีปฏิเสธอยา่งผิดพลาด

โอกาสทั้งหมดท่ีจะผิดพลาด
                (4.4) 

 

% ประสิทธิผลรีพีททะบิลิต้ีตรวจสอบ (%reproducibility)  =  
จ านวนครั้ งท่ีพนกังานไดผ้ลเหมือนกนั

จ านวนช้ินงานท้ีงหมดท่ีตรวจสอบ
       (4.5) 

% ประสิทธิผลความไม่ไบอสัตรวจสอบ(%accuracy)=
จ านวนครั้ งท่ีพนกังานทุกคนตรวจไดถู้กตอ้งเหมือนกนั

จ านวนช้ินงานทั้งหมดท่ีตรวจสอบ
(4.6) 
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 3.3.2  เกณฑก์ารยอมรับของระบบการตรวจสอบ 
  เกณฑก์ารยอมรับของระบบการตรวจสอบของเสียดว้ยตาเปล่า ในโรงงานกรณีศึกษาจะ
ใชเ้กณฑด์งัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  เกณฑก์ารยอมรับของระบบการตรวจสอบของเสีย 
 

ดชันี เกณฑก์ารยอมรับ 
% รีพีททะบิลิต้ีของพนกังาน (% appraiser score) 100% 
% ความไม่ไบอสัของพนกังงาน (% attribute score) 100% 
ดชันีความมีประสิทธิผลของพนกังาน (𝑂𝐸 ) 100% 
ดชันีการตรวจสอบท่ีปฏิเสธอยา่งผิดพลาด (𝐼𝐹𝐴) 100% 
ดชันีการตรวจสอบท่ียอมรับอยา่งผิดพลาด (𝐼𝑀𝐼𝑆𝑆) 100% 
% ประสิทธิผลรีพีททะบิลิต้ีของการตรวจสอบ (%reproducibility) 100% 
% ประสิทธิผลความไม่ไบอสัของการตรวจสอบ (% accuracy) 100% 

 
3.4  ข้ันตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze phase) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 
3.5 จากขั้นตอนการวดัจะช่วยท าใหส้ามารถก าหนดตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อปัญหาของสีย
ท่ีเกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา หลงัจากนั้นจะตอ้งมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีมีความเป็นไปได้
สูงของปัญหาท่ีท าใหเ้กิดของเสีย โดยในการด าเนินการจะท าโดยการจดัตั้งทีมงานขึ้น จากการระดม
สมอง (Brain Storming) จากฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม โดยอาศยัเคร่ืองมือแผนผงัแสดงเหตุและผล ซ่ึง
ทั้งน้ีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกแนวทางวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินงานดว้ย 
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ภาพท่ี 3.5  ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 
 3.4.1  แผนผงัเหตุและผล (Cause & Effect Diagram : C&E) 
  ท าการวิเคราะห์ถึงรากเหงา้ของสาเหตุ ระบุปัจจยัหลกัท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาหรือการ
เกิดของเสียในปัจจุบัน เป็นผงัท่ีมีลักษณะคล้ายปลาท่ีประกอบด้วย หัวปลา โครงร่างกระดูก  
แกนกลาง และกา้งปลา โดยระบุปัญหาท่ีหัวปลา ระบุสาเหตุหลกัของปัญหาเป็นลูกศรเขา้สู่กระดูก
แกนกลาง และระบุสาเหตุย่อยท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหานั้นเป็นลูกศรเขา้สู่สาเหตุ
หลกั นอกจากน้ี ผงักา้งปลามีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) 
 
3.5  ข้ันตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve phase) 
  จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าให้ผูว้ิจยัทรายถึงสาเหตุรากเหงา้ของปัญหาและ
สามารถด าเนินการหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงั
แสดงในรูปท่ี 3.6 โดยจากการระดมสมองร่วมกบัทีมงานจะมีการออกแบบและปรับปรุงปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขไดท้นัทีก่อน โดยจะน าไปวางแผนปฏิบติังาน (Action plan) และลงมือปฏิบติั
ซ่ึงจะมีการควบคุมการทองลองตามแนวทางท่ีก าหนดไวเ้พื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้แลว้
จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเสียหลงัการปรับปรุง เพื่อใช้ในการประมวลผลของวิธีการแกไ้ข
ต่างๆ ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ในการลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต หากแนวทาง
การด าเนินแกไ้ขไม่มีประสิทธิผลจะท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขอีกคร้ัง จึงจะเขา้สู่
ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ 
 
 
 

 

จดัตั้งทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของ

ปัญหา โดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุ
และผล 

ขั้นตอนการปรับปรุงแกไ้ข

กระบวนการ 
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ภาพท่ี 3.6  ขั้นตอนการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ 
 
3.6  ข้ันตอนการควบคุมกระบวนการ (Control phase) 
 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการประกอบดว้ยขั้นตอนย่อย ๆ ต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 
3.7 เป็นขั้นตอนการควบคุมตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเกิดของเสีย หลังจากการ
วิเคราะห์ท าใหผู้วิ้จยัทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีเป้นปัจจยัหลกัในการท าใหเ้กิดปัญหาขึ้น และจากนั้นจึง
ท าการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้นและจดัท าเป็นแผนการควบคุมคุณภาพก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานใหม่ เพื่อควบคุมให้แนวทางท่ีท าการปรับปรุงปัญหานั้น ๆ สามารถด าเนินการต่อไปได้
อยา่งมีระบบ เพื่อใหข้องเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลดลง 

ระดมสมองวิเคราะห์แนวทางการ

แกปั้ญหา 

เลือกแนวทางการแกไ้ขท่ีมีความส าคญั  

วางแผนปฏิบติังานและท าการทดลองตาม

แนวทางการปรับปรุง 

เก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัการปรับปรุง 

ขั้นตอนการควบคุม 

วิเคราะหป์ระสิทธิผลของ

แนวทางการแกไ้ข 

ไม่มีประสิทธิผล 
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ภาพท่ี 3.7  ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ 
 
 

ติดตามขอ้มูลหลงัการปรับปรุง 

เปรียบเทียบกบัก่อนปรับปรุง 

ควบคุมตวัแปรและปัจจยัหลกัโดยการ

จดัท ามาตรฐานการด าเนินงาน 

สรุปผลการศึกษา 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 จากระเบียบและวิธีวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 แสดงถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนท่ีระบุไว ้และได้ท าการบนัทึกผลการวิจยัและผลการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัร พร้อมทั้งแสดงผลท่ีได้จากการวิจยัไวใ้นบทท่ี 3 ทั้งหมด
สามารถแสดงรายละเอียดและผลลพัธ์ในการท าวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ขั้นตอนการก าหนดปัญหา (Define Phase) 
 เบ้ืองต้นท าการรวบรวมข้อมูลในส่วนของการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัท
ตวัอย่าง เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนผลิต ซ่ึงประกอบไปดว้ยหัวขอ้
ต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในดา้นการผลิต (production) เป็นหลกั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะยะเวลา 2 
เดือนกว่าของโรงงานผลิตบริษทัตวัอย่าง  โดยใชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ในการบนัทึกขอ้มูล
การผลิตของบริษทัตวัอย่าง เพื่อน ามาจดัท าแผนภูมิพาเรโตในการเลือกของเสียท่ีจะน ามาท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต  
 ผลการรวบรวมข้อมูลงานเสียยอ้นหลังจากใบตรวจสอบ สามารถรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัลกัษณะอาการของเสียท่ีถูกตรวจพบในกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายประกนัคุณภาพ เพื่อ
ดูแนวโนม้ของเสีย ดงัภาพท่ี 4.1 
 

 

ภาพท่ี 4.1  กราฟแสดงขอ้มูลงานเสียท่ีพบจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน ส.ค.64-ก.พ.65 
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 จากกราฟในภาพท่ี 4.1 จะเห็นไดว้่ามีงานสียอยู่จ  านวนมากท่ีตรวจพบจากกระบวนการ
ผลิต โดยงานเสียแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงลกัษณะของงานเสียแต่ละชนิด
นั้นสามารถอธิบายไดด้งัแสดงในตาราง ท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ตวัยอ่ของงานเสีย 
 
รหัส DEFECT (ของเสีย) DESCRIPTION(ความหมาย) 

MS MISSING SOLDER ไม่มีตะกัว่ท่ีขาอุปกรณ์ 
IP INCORRECT POLARITY อุปกรณ์กลบัขั้ว 
PCBX PCB DAMAGED PCB เสียหาย  มีรอยแตก, หกั, บ่ิน, ไหม,้ พอง 
INC INCORRECT COMPONENT อุปกรณ์ผิดตวั 
CP COPPER OPEN ลายทองแดงเปิด 
BG BRIDGING จุดบดักรีช๊อต 
DC DAMAGED COMPONENT อุปกรณ์เสียหาย (แตก, หกั, บ่ิน) 
LF LEAD FLOAT อุปกรณ์ขากระดก, ขาลอย 
MP MISPLACED COMPONENT อุปกรณ์วางผิดต าแหน่ง, วางไม่ถูกตอ้ง 
MS MISSING SOLDER ไม่มีตะกัว่ท่ีขาอุปกรณ์ 
MSS MISSING COMPONENT ไม่มีอุปกรณ์อยูใ่นต าแหน่งนั้น 

PO POOR SOLDER JOINT 
จุดบดักรีไม่ดี/จุดบดักรีดา้น/ 
ตะกัว่ไม่เคลือบขาอุปกรณ์ 

SB SOLDER BALL มีเมด็ตะกัว่ติดอยูบ่นบอร์ด 
TS TOMB STONE อุปกรณ์วางช้ีขึ้นดา้นบน 
DIRTY DIRTY สกปรก 
SMP SOLDER MASK PEELING Solder mark ท่ีเคลือบลายวงจรลอก 
MA MISALIGNMENT อุปกรณ์วางเอียงเกิน  
FWB FIBER / WASTE ON BOARD มีเศษใย,เศษขยะ ติดท่ีขาหรือบน PCB  
ES EXCESSIVE SOLDER JOINT จุดบดักรีมีตะกัว่มากเกินไป 
ISS INSUFFICIENT SOLDER JOINT จุดบดักรีมีตะกัว่นอ้ยเกินไป 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 
รหัส DEFECT (ของเสีย) DESCRIPTION(ความหมาย) 

IL INCOMPLETE LABEL ตวัหนงัสือไม่สมบูรณ์, ขาดหาย 
LL LONG LEAD อุปกรณ์ขายาว 
ML MISSING LEAD ขาอุปกรณ์ไม่โผล่ 
PJ PROJECTION ขาอุปกรณ์เป็นหนาม 
IM ILLEGIBLE MARKING CODE ของอุปกรณ์เลือนหรือจาง 
INV INVERTED COMPONENT อุปกรณ์กลบัดา้น, หงายทอ้ง 
UVX UV EXLOSED UV บนแผน่กะเทาะออก 
DF DEFORM อุปกรณ์เสียรูป 
CLU COMPONENT LIFT UP อุปกรณ์กระดก 
 
ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียตั้งแต่เดือน ส.ค.64 ถึง ม.ค.65 
 
รหสั ชนิดของเสีย ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 
CLU PROBE PIN 2.04% 1.29% 1.48% 1.00% 1.73% 1.56% 
ISS PROBE PIN 0.49% 0.26% 0.24% 0.39% 0.77% 0.40% 

CLU CONTACK  PROBE  0.23% 0.17% 0.08% 0.06% 0.08% 0.12% 
 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าของเสียแต่ละชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ.2565 โดยเฉพาะอุปกรณ์กระดก (CLU)มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองอย่างเห็นไดช้ดั ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงเพื่อป้องกนัหรือลดการเกิด
ของเสียเพิ่มขึ้นอีก 
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ตารางที ่4.3  ตารางแสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุมก่อนปรับปรุง 
 

เดือน Output Quantity Fail DPPM เปอร์เซ็นต์ของดี เปอร์เซ็นต์ควบคุม 
ส.ค. 64 116756 576 4933 99.51% 99.90% 
ก.ย.64 127692 564 4417 99.56% 99.90% 
ต.ค. 64 132060 658 4983 99.50% 99.90% 
พ.ย.64 138955 643 4627 99.54% 99.90% 
ธ.ค.64 127299 757 5947 99.41% 99.90% 
ม.ค.65 133597 760 5689 99.43% 99.90% 

 
 จากตารางท่ี 4.3 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลของเสียในแต่ละเดือนแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูล
มาท าเป็นกราฟ เพื่อดูแนวโนม้ของเปอร์เซ็นตข์องเสียในแต่ละเดือน ซ่ึงเปอร์เซ็นตข์องดีไม่ไดต้าม
เป้าหมายท่ีลูกคา้ก าหนดคือ 99.90% แสดงดงัรูปท่ี 4.2 จึงตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลด
ของเสียในกระบวนการผลิต 
 

 

 
ภาพท่ี 4.2  กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุมก่อนปรับปรุง 
 

99.00%

99.20%

99.40%

99.60%

99.80%

100.00%

ส.ค. 64 ก.ย.64 ต.ค. 64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุม

เปอร์เซ็นตข์องดี เปอร์เซ็นตค์วบคุม
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 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลของเสียท่ีสูงท่ีสุดสามอนัดบั เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะและปริมาณ
ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก่อนมีการปรับปรุง สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดต้ามรูปท่ี 
4.3 
 

 

 
ภาพท่ี 4.3  กราฟของเสียก่อนปรับปรุง ตั้งแต่เดือน ส.ค.64 ถึง ม.ค.65 
 
4.2  ขั้นตอนการวัด (Measure Phase) 
 เน่ืองจากระบบการตรวจสอบของเสียในกรณีศึกษาน้ีเป็นการตรวจสอบขอ้บกพร่องจาก
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะท าโดยการใชส้ายตาในการตรวจสอบ ซ่ึงอาจท าให้
เกิดขอ้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทดสอบความแม่นและเท่ียงของ
พนกังานวดัในการตรวจสอบขอ้บกพร่อง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบการตรวจสอบมีความแม่นและเท่ียง 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65

ก่อนปรับปรุง

CLU PROBE PIN ISS PROBE PIN CLU CONTACK  PROBE
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ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบของเสีย 
 

 
ตวัอยา่ง 

 
คุณลกัษณะ 

พนกังานคนท่ี 1 พนกังานคนท่ี 2 พนกังานคนท่ี 3  
เห็นดว้ย คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
2 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
3 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
4 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
5 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
6 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
7 งานดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
8 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
9 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

10 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
11 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
12 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
13 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
14 งานเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
15 ก ้าก่ึงดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
16 ก ้าก่ึงดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
17 ก ้าก่ึงดี ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
18 ก ้าก่ึงเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
19 ก ้าก่ึงเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
20 ก ้าก่ึงเสีย ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

%คะแนนประเมิน  100%  100%  100%  
%คะแนนเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะ 

 100%  100%  100%  
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ตารางท่ี 4.5  เปอร์เซ็นตผ์ลการวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบของเสีย 
 

ดัชนี พนักงานคนท่ี 
1 

พนักงานคน
ท่ี 2 

พนักงานคน
ท่ี 3 

พนักงานทั้ง 
3 คน 

% รีพีททะบิลิต้ีของพนกังาน 
(% appraiser score) 

100% 100% 100%  

% ความไม่ไบอสัของพนกังงาน 
(% attribute score) 

100% 100% 100%  

ดชันีความมีประสิทธิผลของ
พนกังาน (𝑂𝐸 ) 

100% 100% 100%  

ดชันีการตรวจสอบท่ีปฏิเสธ
อยา่งผิดพลาด (𝐼𝐹𝐴) 

100% 100% 100%  

ดชันีการตรวจสอบท่ียอมรับ
อยา่งผิดพลาด (𝐼𝑀𝐼𝑆𝑆) 

100% 100% 100%  

% ประสิทธิผลรีพีททะบิลิต้ีของ
การตรวจสอบ 
(%reproducibility) 

   100% 

% ประสิทธิผลความไม่ไบอสั
ของการตรวจสอบ (% 
accuracy) 

   100% 

  
 จากผลการทดลองความแม่นและเท่ียงของระบบการวดัของพนกังงานในการตรวจสอบ
ของเสียของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดงัตารางท่ี 4.5 พบว่ามีเปอร์เซ็นตรี์พีททะบิ
ลิต้ีของพนักงานเปอร์เซ็นต์ความไม่ไบอสัของพนักงงาน ดัชนีความมีประสิทธิผลของพนักงาน 
ดชันีการตรวจสอบท่ีปฏิเสธอย่างผิดพลาด ดชันีการตรวจสอบท่ียอมรับอย่างผิดพลาด เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิผลรีพีททะบิลิต้ีของการตรวจสอบ และเปอร์เซ็นต์ประสิทธิผลความไม่ไบอสัของการ
ตรวจสอบ มีค่าเท่ากบั 100% ทุกๆค่าดชันี ซ่ึงจะผ่านเกณฑก์ารยอมรับของระบบการวดัดงัตารางท่ี 
4.5 จึงสรุปไดว้า่ระบบการวดัมีความแม่นและเท่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้
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4.3  ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหต ุ (Analyze Phase) 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการคน้หาสาเหตุหลกัท่ีคาดว่าท าให้เกิดปัญหาของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
สายการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยระดมสมองซ่ึงคดัเลือกจากทีมงานท่ีมีประสบการณ์และ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการผลิต โดยน าแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) มาใช้ในการหาสาเหตุ
หลกัของปัญหา 
 เร่ิมแรกของการระดมสมองจะน าเอาแผนผงักา้งปลามาใชเ้พื่อหาปัจจยัทั้งหทดท่ีคาดวา่
จะส่งผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากแผนผงักา้งปลา
สามารถช่วยแยกแยะปัจจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ในการแยกแยะหาสาเหตุของปัญหา สามารถจ าแนกไดอ้อกเป็น 4 กลุ่มไดด้งัน้ี 
 1.  คน (Man) 
 2.  เคร่ืองจกัร (Machine) 
 3.  วิธีการท างาน (Method) 
 4.  วตัถุดิบ (Material) 
 
 การวิเคราะห์สาเหตุของอุปกรณ์กระดก (CLU Probe Pine) 
 

 

ภาพท่ี 4.4  แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาโพรบพินกระดก (CLU Probe Pin) 
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 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้อุปกรณ์โพรบพินกระดก(CLU Probe Pin) ดังภาพท่ี 4.4 โดย
สรุปไดด้งัน้ี 
 1)  คน (Man) พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานท่ีถูกต้อง คือ เอียงฝาครอบ
ดา้นบน (Top cover) ไปดา้นใดดา้นนึง โดยไม่วางลงไปตรงๆ ท าใหข้าอุปกรณ์เอียงตามแรงกดของ
ฝาครอบด้านบน (Top cover) ส่งผลให้เม่ือผ่านบ่อตะกั่ว (Wave soldering) ขาอุปกรณ์เอียงหรือ
กระดกขึ้นจากแผงวงจร 
 2)  เคร่ืองจกัร (Machine) โครงสร้างอุณหภูมิความร้อน(Profile) มีคล่ืนตะกัว่ท่ีสูงเกินไป 
ท าใหค้ล่ืนตะกัว่ไปดนัขาอุปกรณ์ใหล้อยขึ้น ส่งผลใหโ้พรบพิน (Probe Pin) กระดกหรือลอยขึ้นจาก
แผงวงจร 
 3)  วตัถุดิบ (Material) ลกัษณะของอุปกรณ์มีขนาดท่ีใหญ่ แต่มีน ้ าหนักเบา ง่ายต่อการ
ลอยตวั ขณะผา่นบ่อตะกัว่ท่ีมีการบดักรีดว้ยคล่ืนตะกัว่ 
 4)  ขั้นตอนการท างาน (Method) การออกแบบฝาครอบดา้นบน (Top cover) ของ Wave 
Pallet ไม่ดี มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับท่ีได้ ยากต่อการควบคุมไม่ให้
อุปกรณ์กระดกได ้ 
 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้อุปกรณ์โพรบพินกระดก คือ ฝาครอบดา้นบน (Top cover) ท่ีมี
ขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถกดโพรบพินทุกช้ินอยา่งทัว่ถึงได ้เม่ือผา่นบ่อตะกัว่ (Wave soldering) 
ท าใหอุ้ปกรณ์ลอยขึ้น เน่ืองจากมีน าหนกัเบา ง่ายต่อการลอยตวั 
 การวิเคราะห์สาเหตุของตะกัว่นอ้ย (ISS Probe Pine) 

 

ภาพท่ี 4.5  แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาตะกัว่นอ้ยท่ีขาโพรบพิน (ISS Probe Pin) 
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 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ขาโพรบพินมีตะกัว่นอ้ย (ISS Probe Pin) ดงัภาพท่ี 4.5 โดยสรุป
ไดด้งัน้ี 
 1)  คน (Man) พนักงานใหม่ (ช่างเทคนิค) ขาดทักษะความช านาญในการ Set up 
เคร่ืองจกัรและไม่ไดรั้บค าแนะน าท่ีถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 2)  เคร่ืองจกัร (Machine) ในการผลิตแต่ละคร้ังหรือมีการเปล่ียนรุ่นผลิตภณัฑ์ต้องใช้
เวลาในการตั้งโปรแกรม (Set up) Profile Temperature ท่ีเตาตะกัว่ไม่เหมาะสมกบัช้ินงาน 
 3)  วตัถุดิบ (Material) เน่ืองจากอุปกรณ์โพรบพิน (Probe Pin) มีขนาดขาท่ีใหญ่ และ
เป็นเหล็กตอ้งใชเ้วลานานในการบดักรีดว้ยคล่ืนตะกัว่ (Wave soldering) ท าให้ขาโพรบพินยากต่อ
การบดักรีในเวลาสั้นๆ 
 4)  ขั้นตอนการท างาน (Method) พื้นท่ีของฟิกเจอร์ท่ีเปิดให้ตะกัว่ไหลเขา้ไปบดักรีนอ้ย 
และดว้ยเวลาจ ากดั ท าใหข้าโพรบพินสัมผสักบัตะกัว่ไดน้อ้ย ท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนไม่ค่อยมีตะกัว่ติด 
ร่วมดว้ยกบัโครงสร้างอุณหภูมิความร้อน(Profile temp)ไม่เหมาะสม 
 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้ขาโพรบพินมีตะกัว่น้อย คือ พื้นท่ีของฟิกเจอร์ท่ีเปิดให้ตะกั่ว
ไหลเขา้ไปบดักรีนอ้ย ร่วมดว้ยกบัโครงสร้างอุณหภูมิความร้อน(Profile temp)ไม่เหมาะสม 
 การวิเคราะห์สาเหตุของอุปกรณ์กระดก (CLU Contact) 
 

 

ภาพท่ี 4.6  แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาคอนแทก็โพรบกระดก (CLU Contact Probe) 
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 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าใหค้อนแทก็โพรบกระดก (CLU Contact Probe) ดงัรูปท่ี 4.6 โดย
สรุปไดด้งัน้ี 
 1)  คน (Man) พนักงานใหม่ขาดความช านาญในการบดักรีด้วยมือ และไม่ปฏิบติังาน
ตามคู่มือในการท างาน ขาดความเอาใจใส่ ท าใหข้าของอุปกรณ์คอนแทก็โพรบกระดก 
 2)  เคร่ืองจกัร (Machine)  อุณหภูมิของหมอ้หัวแร้งไม่ไดม้าตรฐานมีอุณหภูมิของปลาย
หวัแร้งท่ีต ่าเกินไปไม่อยู่ระหวา่ง 360 ± 20 °C ท าใหต้ะกัว่เส้น (Solder wire) หยาบ ไม่แวววาว และ
แขง็ตวัไดง้่ายดึงใหอุ้ปกรณ์คอนแทก็โพรบ (Contact Probe) ขึ้นมาดว้ย ท าใหก้ระดกไดง้่าย 
 3)  วตัถุดิบ (Material) คอนแท็กโพรบ (Contact Probe) มีส่วนปลายท่ียื่นยาวออกมา ท า
ใหส่้วนปลายของอุปกรณ์ถ่วงน ้าหนกั ง่ายต่อการกระดกขณะท่ีพนกังานบดักรีดว้ยมือ 
 4)  ขั้นตอนการท างาน (Method) ใช้เวลาในการบัดกรีท่ีเร็วเกินไป ไม่ได้ตรวจสอบ
ช้ินงานก่อนวางบนสายพาน (Conveyor) 
 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้อุปกรณ์กระดก คือ พนกังานไม่ปฏิบติัตามคู่มือการท างาน ขาด
ความเอาใจใส่ และไม่ไดต้รวจสอบช้ินงานก่อนวางบนสายพาน (Conveyor) 
 
4.4  ข้ันตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve phase) 
 เพื่อหาแนวทางการท างานและแกไ้ขของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทางผูว้ิจยั
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงไดช่้วยกนัระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และท า
การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นไปได้จากลกัษณะขอ้บกพร่อง และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.4.1  การปรับปรุงอุปกรณ์กระดกโพรบพินกระดก(CLU Probe Pin)   สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  ออกแบบฝาปิดด้านบน (Top cover) ใหม่ให้มีพื้นท่ีสัมผสักบัขาโพรบพิน (Probe pin) 
โดยตรง และเพิ่มแรงกดเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มปริงและเพิ่ม Pin guild support เพื่อง่ายต่อการใส่ฝาปิด
ดา้นบน (Top cover) ดงัภาพท่ี4.7 และภาพท่ี 4.8 
 

 

 

 

 



49 

 
 

 

 

 

 

 

ฝาครอบบน (Top cover)ก่อนปรับปรุง(ซา้ย)    ฝาครอบบน (Top cover)หลงัปรับปรุง(ขวา) 
 

ภาพท่ี 4.7  เปรียบเทียบฝาครอบบน (Top cover)ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงเม่ือมองจาก
ดา้นบน 
 

 

 

 

 

 
ฝาครอบบน (Top cover)ก่อนปรับปรุง(ซา้ย)       ฝาครอบบน (Top cover)หลงัปรับปรุง(ขวา) 

 
ภาพท่ี 4.8  เปรียบเทียบฝาครอบดา้นบน (Top cover)ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงเม่ือมองจาก
ดา้นขา้ง 
 
 สรุปการปรับปรุงอุปกรณ์กระดก ออกแบบ Top cover เพื่อให้รองรับตวัอุปกรณ์ท่ีมี
ขนาดใหญ่ และลดขนาดของ Top cover เพื่อให้ยึดเกาะอุปกรณ์ไดอ้ย่างมัน่คง ออกแบบ Top cover 
ใหมี้ Pin guild support เพื่อง่ายต่อการใส่ Top cover 
 4.4.2  การปรับปรุงขาอุปกรณ์โพรบพิน (Probe pin) ตะกัว่นอ้ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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  ออกแบบฟิกเจอร์ให้มีพื้นท่ีของการไหลของตะกัว่ท่ีเพิ่มขึ้นเม่ือผ่านเคร่ืองบดักรีด้วย
คล่ืนโลหะ (Wave solder) ดังภาพท่ี 4.9 และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของตัวอุปกรณ์ 
เพื่อใหก้ารเช่ือมประสานของโลหะบดักรีเป็นไปอยา่งสมบูรณ์  ดงัภาพท่ี 4.10 
 
 

 

 

 

   ฟิกเจอร์ก่อนปรับปรุง(ซา้ย)                          ฟิกเจอร์หลงัปรับปรุง(ขวา) 
 
ภาพท่ี 4.9  เปรียบเทียบฟิกเจอร์ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10  โครงสร้างอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
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 สรุปการปรับปรุงอุปกรณ์ตะกัว่น้อย เพิ่มพื้นท่ีในการไหลของโลหะกบัแผงวงจร ปรับ
โครงสร้างอุณหภูมิ (Profile Temperature) ท่ีเตาตะกัว่ใหเ้หมาะสมกบัช้ินงาน ตรวจสอบระบบน ้ ายา
ประสานให้ไดต้ามมาตราฐานท่ีก าหนดไวค้ือ 40-60 ml/s ตรวจสอบโครงสร้างอุณหภูมิในแต่ละ
ภาคส่วนวา่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดและ ตรวจสอบความสูงของดีบุกในบ่อดีบุก ท่ีมีผลต่อต่อการ
บดักรี เหมาะสมหรือไม่ 
 4.4.3  การปรับปรุงอุปกรณ์คอนแทก็โพรบกระดก (CLU Contact Probe)  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  ฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานท่ีตอ้งใชใ้นการท างานในการใชห้วัแร้งในการ
บดักรีดว้ยมือ ทิศทางการวางตวัอุปกรณ์ การบดักรี และสังเกตอุณหภูมิของหมอ้หวัแร้งเป็นประจ า 
เพื่อใหส้อดคลอ้งในการปรับปรุงกระบวนการไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการฝึกอบรมและถือเป็นขอ้ปฏิบติั 
จดัท าแบบประเมินความรู้ของพนกังานทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของ
พนกังานวา่อยูใ่นระดบัใด พร้อมฝึกอบรมพนกังานท่ีไม่เขา้ใจและขาดความรู้พื้นฐานในการท างาน 
และดงัภาพท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.11  ฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน 
 
 สรุปการปรับปรุงอุปกรณ์กระดก เพิ่มความถ่ีในการฝึกอบรมให้กบัพนักงาน เพื่อให้
เขา้ใจถึงวิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง  
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4.5  เปรียบเทียบผลการปรับปรุง 
 หลงัจากปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2565 
ถึง พฤษภาคม 2565 ผลปรากฏวา่ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไดมี้การเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดีขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั ของเสียท่ีเกิดขึ้นในสายการผลิตลดลงมาก โดยสามารถแจกแจงรายละเอียด
ไดด้งัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุมหลงัปรับปรุง 
 

เดือน Output Quantity Fail  DPPM เปอร์เซ็นต์ของดี เปอร์เซ็นต์ควบคุม 
ก.พ.65 103307 85  823 99.92% 99.90% 
มี.ค.65 107639 91  845 99.92% 99.90% 
เม.ย.65 967344 84  87 99.99% 99.90% 
พ.ค. 65 83999 60  714 99.93% 99.90% 

 
 จากตารางท่ี 4.6 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลของเสียในแต่ละเดือนแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูล
มาท าเป็นกราฟ เพื่อดูแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละเดือน ซ่ึงเปอร์เซ็นต์ของดีได้ตาม
เป้าหมายท่ีลูกคา้ก าหนดคือ 99.90% แสดงดงัภาพท่ี 4.12 
 

 

ภาพท่ี 4.12  กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุมหลงัปรับปรุง 

99.84%

99.86%

99.88%

99.90%

99.92%

99.94%

99.96%

99.98%

100.00%

ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องดีกบัเปอร์เซ็นตค์วบคุม

เปอรเ์ซ็นตข์องดี เปอรเ์ซ็นตค์วบคมุ
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 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลของเสียก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง เพื่อให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงหลงัจากไดมี้การปรับปรุงไดด้งัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  ตารางแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียทั้ง 3 อาการ ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

อาการเสีย ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
CLU PROBE PIN 9.10% 0.13% 
ISS PROBE PIN 2.55% 0.07% 

CLU CONTACT PROBE 0.74% 0.07% 
 
 จากตารางท่ี 4.7 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลของเสียก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง ผูวิ้จยั
จึงไดน้ าขอ้มูลมาท าเป็นกราฟ เพื่อดูแนวโนม้ของเปอร์เซ็นตข์องเสียเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและ
หลงัปรับปรุง  ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนวา่ของเสียลดลงอยา่งชดัเจนแสดงดงัภาพท่ี 4.13 

 

 

 
ภาพท่ี 4.13  กราฟเปรียบเทียบของเสียก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
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4.6  ข้ันตอนการควบคุม (Control Phase) 
 เม่ือสามารถระบุสาเหตุของปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขได้แลว้ ส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการต่อไปเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างย ัง่ยืนคือ ตอ้งสร้างระบบขึ้นมาควบคุมการ
ปรับปรุงแกไ้ขท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้เพื่อเป็นตวัเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในลกัษณะ
เดิมขึ้นมาอีกโดยไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 4.5.1  การจดัท ามาตรการป้องกนั 
  มีการจดัท ามาตรการเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดของเสียขึ้นอีก โดยการปรับเปล่ียนเกณฑก์าร
ตรวจสอบงานให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนัและฝึกอบรมให้กบัพนกังานและบุคลท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมคุณภาพของแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตราฐานการท างานท่ีได้ก าหนดไว้ 
นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบ (Audit) การปฏิบัติงานของพนักงานบุคคลภายนอก เช่น แผนก
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และหัวหน้างาน (Supervisor) ในระดับต่างๆ เป็นประจ า 
เพื่อเป้นหลกัประกันว่าพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่นั้นมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับหน้าท่ีของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการตรวจสอบมาตราฐานการท างานและกระบวนการผลิต เพื่อเป็น
การยนืยนัวา่ปัญหาต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งดีท่ีสุด 
 4.5.2  การตรวจสอบและเฝ้าระวงั 
  นอกจากการจดัท ามาตรการป้องกันแลว้ การตรวจสอบเฝ้าระวงัของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นประเด็นส าคัญ ดังนั้นทุกแผนกจึงต้องช่วยกัน
ตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหปั้ญหากลบัมาเกิดขึ้นซ ้าอีก  
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
 จากปัญหาของโรงงานกรณีศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงเกิดของเสียขึ้ นในกระบวนการผลิตมีปริมาณท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้หลกัการปรับปรุงคุณภาพแบบซิกซ์ ซิกม่า และหลกัประกนัคุณภาพ 7 ประการ ตาม
วิธีการ DMAIC มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัฉบบัน้ี โดยอาศยักระบวนการบดักรีของอุตสาหกรรม
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ คือ การลดของเสียใน
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชแ้นวทางซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอนดงัน้ี คือ D (Define) 
เป็นการระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต M(Measure) เป็นการประเมินระบบการวดัของ
กระบวนการท่ีเกิดปัญหา A(Analyze) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น I(Improve) การ
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิต และ C(Control) การควบคุมกระบวนการตามท่ีตั้งไว ้
 ในการด าเนินการวิจยัท่ีผ่านมา เป็นการน าหลกัการของซิกซ์ ซิกม่า  และหลกัประกัน
คุณภาพ 7 ประการ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดของเสีย ท่ีเกิดขึ้ นจากกระบวนการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ผู ้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของโรงงานกรณีศึกษาซ่ึงเป็นบริษัทผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พบปัญหาหลกัในปัจจุบนัท่ีพบมากท่ีสุดในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ อุปกรณ์กระดก
โดยมีสัดส่วนของเสียสูงถึงร้อยละ 64 ของของเสียทั้งหมด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงให้มีปริมาณของเสียลดน้อยลงให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้
 โดยท่ีขั้นตอนการ Define หรือการระบุปัญหานั้นไดท้ าการศึกษากระบวนการประกอบ
แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัท่ีผูศึ้กษาท างานอยูพ่บว่า กระบวนการท่ีเกิดของเสียมากท่ีสุดคือ 
กระบวนการบดักรี ดงันั้นผูวิ้จยัเลือกปรับปรุงกระบวนการน้ีเป็นอนัดบัแรก จากผลการระบุสาเหตุ
ของของเสียพบว่าสัดส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ีร้อยละ 0.51 
เปอร์เซ็นต์ของดีท่ีได้อยู่ท่ี 99.58% ซ่ึงเปอร์เซ็นต์ของดีไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีลูกค้าก าหนดคือ 
99.90% จึงตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต 
 ส าหรับขั้นตอน Measure หรือการประเมินและตรวจสอบระบบการวดัในกระบวนการ
พบว่ากระบวนการบดักรีนั้นจะต้องท าการตรวจสอบซ่ึงเป็นการตรวจสอบท่ีส าคัญละเป็นการ
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ควบคุมท่ีส าคญัคือการตรวจสอบดว้ยตาและกลอ้ง Microscope จากการวิเคราะห์ระบบการวดั สรุป
ไดว้่าพนักงานและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบนั้นสามารถเช่ือถือไดล้ะมัน่ใจได้ว่าของเสียท่ี
เกิดขึ้นนั้นไม่ไดเ้กิดจากกระบวนการการวดัอยา่งแน่นอน 
 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือขั้นตอน Analyze เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หาท่ีมา
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการวิเคราะห์โดยใช ้หลกัประกนั
คุณภาพ 7 ประการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยหาว่าแนวโน้มท่ีท าให้เกิดขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ์ใน
การผลิต จากการศึกษากระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เคร่ืองมือแผนผัง
กระบวนการผลิต (Process flow chart) พบว่ามีเพียงขั้นตอนการบดักรีเท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
ของเสีย ดงันั้นจึงวิเคราะห์ถึงรากเหงา้ของปัญหาโดยการวิเคราะห์แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause 
& Effect Diagram) โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซ่ึงแบ่งปัจจัยเป็น 4 กลุ่ม คือ คน  (Man) 
เคร่ืองจกัร (Machine) วิธีการ (Method) และวตัถุดิบ (Material) จากนั้นประเมินความรุนแรงและ
โอกาสของสาเหตุท่ีเกิดขึ้น โดยจากผลการด าเนินงานวิจยัพบว่าปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปัญหาต่างๆ 
คือ 
 1.  สาเหตุท่ีท าใหอุ้ปกรณ์โพรบพินกระดก (CLU Probe Pin)  คือ ฝาครอบดา้นบน (Top 
cover) ท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถกดโพรบพินทุกช้ินอยา่งทัว่ถึงได ้เม่ือผ่านบ่อตะกัว่ (Wave 
soldering) ท าใหอุ้ปกรณ์ลอยขึ้น เน่ืองจากมีน าหนกัเบา ง่ายต่อการลอยตวั 
 2.  สาเหตุท่ีท าให้ขาโพรบพินมีตะกัว่นอ้ย (ISS Probe Pin)  คือ พื้นท่ีของฟิกเจอร์ท่ีเปิด
ใหต้ะกัว่ไหลเขา้ไปบดักรีนอ้ย ร่วมดว้ยกบัโครงสร้างอุณหภูมิความร้อน(Profile temp)ไม่เหมาะสม 
 3.  สาเหตุท่ีท าให้คอนแท็กโพรบกระดก (CLU Contact Probe) คือ พนักงานไม่ปฏิบติั
ตามคู่มือการท างาน ขาดความเอาใจใส่ และไม่ได้ตรวจสอบช้ินงานก่อนวางบนสายพาน 
(Conveyor) 
 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) ทางผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง จึงได้ช่วยกันระดม
สมองเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และท าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นไปได้จาก
ลกัษณะขอ้บกพร่อง และหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การปรับปรุงอุปกรณ์กระดกโพรบพินกระดก(CLU Probe Pin)  คือ ออกแบบฝาปิด
ด้านบน (Top cover) ใหม่ให้มีพื้นท่ีสัมผสักับขาโพรบพิน (Probe pin) โดยตรง และเพิ่มแรงกด
เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มปริงและเพิ่ม Pin guild support เพื่อง่ายต่อการใส่ฝาปิดดา้นบน (Top cover) 
 2.  การปรับปรุงขาอุปกรณ์โพรบพิน (Probe pin) ตะกัว่นอ้ย คือ ออกแบบฟิกเจอร์ให้มี
พื้นท่ีของการไหลของตะกัว่ท่ีเพิ่มขึ้นเม่ือผ่านเคร่ืองบดักรีดว้ยคล่ืนโลหะ (Wave solder) และปรับ
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อุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัชนิดของตวัอุปกรณ์ เพื่อใหก้ารเช่ือมประสานของโลหะบดักรีเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์  
 3.  การปรับปรุงอุปกรณ์คอนแท็กโพรบกระดก (CLU Contact Probe)  คือ ฝึกอบรม
พนักงานเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานท่ีตอ้งใช้ในการท างานในการใช้หัวแร้งในการบดักรีดว้ยมือ ทิศ
ทางการวางตวัอุปกรณ์ การบดักรี และสังเกตอุณหภูมิของหมอ้หัวแร้งเป็นประจ า เพื่อใหส้อดคลอ้ง
ในการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างถูกต้องในการฝึกอบรมและถือเป็นข้อปฏิบัติ จัดท า แบบ
ประเมินความรู้ของพนกังานทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงาน
วา่อยูใ่นระดบัใด พร้อมฝึกอบรมพนกังานท่ีไม่เขา้ใจและขาดความรู้พื้นฐานในการท างาน 
 ส าหรับขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ หรือ Control เม่ือสามารถระบุสาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ลว้ ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าการควบคุมโดยจดัท าเป็นมาตรฐาน
ด้วยการท าเป็นแผนการควบคุม (Control Plan) และวิ ธีการท างานของผลิตภัณฑ์ (Process 
Instruction) แล้วน าไปใช้ในการผลิตงานจริง สร้างระบบขึ้นมาควบคุมการปรับปรุงแก้ไขท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้เพื่อเป็นตวัเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในลกัษณะเดิมขึ้นมาอีก 
 หลงัจากการท าการศึกษาและน าไปผลิตงานจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าของเสียท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์มีค่าลดลงจากเดิมร้อยละ 0.51 เหลือร้อยละ 0.06 
ซ่ึงสามารถลดปริมาณของเสียไดร้้อยละ 0.45 หรือลดลงจาก 5,099 DPPM เป็น 617 DPPM ซ่ึงสูง
กว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จึงสรุปว่าการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในคร้ังน้ีเป็นโครงการท่ีส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไวย้งัสามารถน าแนวทางการแกไ้ขไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆได้ 
 
5.1  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 5.1.1  จากการศึกษาพบว่ามีอีกหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาของเสีย  ซ่ึงย ังไม่ได้มีการ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง โดยปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลกระทบการเกิดของเสียทั้งส้ิน ดงันั้น
โรงงานกรณีศึกษาควรหาแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัดงักล่าว ให้มีความพร้อม
ต่อไปในอนาคต 
 5.1.2  น าหลกัการอ่ืน ๆ มาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อทราบถึงความแตกต่างและเปรียบเทียบของ
เสียของแต่ละหลกัการเพื่อใหมี้ความหลากหลายเคร่ืองมือ และสามารถลดปริมาณของเสียไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.1.3  จากโรงงานกรณีศึกษา เคร่ืองจกัรท่ีใชง้านอยู่ปัจจุบนัค่อนขา้งเก่า ส่วนมากมีอายุการใช้
งานมานานมาก ซ่ึงทางโรงงานกรณีศึกษาควรจะมีการประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองจกัรแต่ละกระบวนการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและศกัยภาพในการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
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 5.1.4  โรงงานกรณีศึกษาสามารถน าหลกัการ DMAIC ไปประยุกต์ใช้ร่วมกบัปัญหาอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือของโรงงานได้ ซ่ึงทั้งน้ีองค์กรจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงต่อเน่ือง เพื่อให้ทีมงานมี
ความพร้อม และมีความเช่ียวชาญไดเ้สนอความคิดเห็นและด าเนินการปรับปรุงแบบจริงจงั 
 5.1.5  โรงงานกรณีศึกษายงัขาดผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
มีอยู่ โดยมีการเก็บข้อมูลในทุกๆกระบวนการเป็นอย่างดี แต่ไม่มีการน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ต่อไปใหเ้กิดประโยชน์ 
  งานวิจยัน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นการประกอบอุปกรณ์ด้วยมือ
(Manual) ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆไดแ้ต่ตอ้งมีการปรับปรุงในบางขั้นตอนของการท างานเพื่อไดค้่าปัจจยัท่ี
เหมาะสมท่ีแทจ้ริง 
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการ Buy off เคร่ืองจักร SWM 
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เร่ิม 

Planning วางแผนการผลิต 

ฝ่ายผลิตเตรียมวสัดุให้ตรงกบัรุ่นท่ีผลิต 

ฝ่ายผลิตเขียนเอกสารแจง้การเปล่ียนรุ่น 

QC ท าการ Buy off วสัดุ  
(เฉพาะรุ่นใหม่เท่านั้น) 

ฝ่ายผลิตเตรียมเอกสารคู่มือการผลิตให้ตรงกบั
รุ่นท่ีตอ้งการผลิต 

PE วิเคราะห์และ 
ด าเนินการแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ด าเนินการผลิตแผน่แรก 

(First arcticle) 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

Auditor  
ท าการตรวจสอบ 

QC ตรวจสอบคุณภาพ 

A 
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ภาพท่ี ก.1 มาตรฐานขั้นตอนการท างานของ PCBA 

สายการผลิต HI 
Hand Insertion 

Solder Wave Machine 

สายการผลิต TU 

 Touch Up 

A 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

QC ตรวจสอบคุณภาพ
ดว้ย TR,ICT Test 

QC ตรวจสอบคุณภาพดว้ย 
FCT Test 

QC สุ่มตรวจสอบคุณภาพดว้ย 
V II 

PE วิเคราะห์และ 
ด าเนินการแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ฝ่ายผลิตโอนผลิตภณัฑเ์ขา้
คลงั PB  

ส้ินสุดกระบวนการ 
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ภาพท่ีก.2 ตวัอยา่ง PCBA Partlist ส าหรับสายการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ีก.3 การวดัตรวจสอบ  LAMBDA WAVE 
 
 จากภาพท่ีก.3 วิธีการวดั การตรวจสอบ Lambda  wave เราจะตอ้งตรวจสอบ 2 วิธี 

วิธีท่ี 1 การตรวจสอบความสม ่าเสมอของ Lambda  wave ตรวจสอบว่า wave ทางดา้นซ้าย
และดา้นขวาเท่ากนัหรือไม่ รูปทรงของ wave ท่ี glass plate ตอ้งเรียบเสมอชิดติดขอบเส้นทั้งท่ีจุด 
เร่ิม - จุดสุดทา้ย ฝ่ังซา้ยและขวาตามรูป ถา้พบวา่ wave ผิดปกติ ใหท้ าการแกไ้ขใหป้กติ  
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วิธีท่ี 2 การตรวจสอบ  Contact time ตรวจสอบว่าช่อง Wave ว่าอยู่ในช่วงท่ีก าหนดหรือไม่
เวลาส าหรับการบดักรีจะใช้เวลาของ giass plate 3 - 7 sec รูปทรงของ wave บน glass plate ตอ้ง
เท่ากนั ทั้งดา้นซา้ย และ ดา้นขวา แสดงดงัภาพท่ีก.4 
 

 

 

 

ภาพท่ีก.4    รูปทรงของ wave บน glass plate ตอ้งเท่ากนั ทั้งดา้นซา้ย และ ดา้นขวา 

 วิธีการค านวนเวลาในการบดักรีโดยใชก้ระจกวดั WAVE 

สมมุติ : Speed conveyor  = 1400 mm / min 
เวลา = 60 sec 
ความเร็ว / เวลา  = 1400 / 60 = 23.3 
ดูกระจกวดั WAVE วา่ไดก่ี้ช่อง แสดงดงัภาพท่ีก.5  
สมมุติได ้8 ช่อง    = 8 x 10    
1 ช่องกระจก    = 10 mm = 80 mm 
จ านวนท่ีกระจกวดัได ้=   80 / 23.3 
ความเร็ว / เวลา =  3.43 sec 

 
 

ภาพท่ีก.5 wave บน glass plate 

ช่องตอ้งมีระยะห่างเท่ากนั 
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ภาพท่ีก.6 STANDARD PROFILE (Manual Machine) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก.7 การ SETTING  CONDITION  ของ Solder wave machine จะตอ้งปรับตาม 

CONDITION  ท่ีตั้งไว ้  

  - Alpha vendor Item 
ZZFGF8000G2 ( EF-8000 GL  )  

        - Shenmao Item 
ZZFGF8000G2 ( SM-816  )  
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ภาพท่ีก.8 วดัโปรไฟลเ์คร่ืองจกัร SWM ของ Water switch 
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